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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
ATX Power Connector (ATXPWRI)

USB 3.1 Genl Header (USB3_5_6)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connector (SATA3_1)

0 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
11 SATA3 Connector (SATA3_2)

12 SATA3 Connector (SATA3_3)

13 SATA3 Connector (SATA3_5)

14 SATA3 Connector (SATA3_4)

15 Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

16  Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

17 System Panel Header (PANEL1)

18 USB 2.0 Header (USB3_4)

19 USB 2.0 Header (USB5)

20 TPM Header (TPMSI)

21 COM Port Header (COM1)

22 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

23 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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No. Description No. Description

8 USB 3.1 Genl Ports (USB3_3_4)

9 USB 3.1 Gen2 Type-A Port (USB3_TA_1)
10  USB 3.1 Gen2 Type-C Port (USB3_TC_1)
11 ~ HDMI Port

12 DVI-D Port

13 PS/2 Keyboard Port

N R W N =

PS/2 Mouse Port
D-Sub Port

LAN RJ-45 Port*

Line In (Light Blue)**
Front Speaker (Lime)**
Microphone (Pink)**
USB 2.0 Ports (USB12)

* There are two LEDs on the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED

ED

LAN Port

Activity / Link LED

Status

Description

Speed LED
Status

Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

S REALTEK (&)

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B360M Pro4 motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

e ASRock B360M Pro4 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
e ASRock B360M Pro4 Quick Installation Guide

e ASRock B360M Pro4 Support CD

e 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 3x Screws for M.2 Sockets (Optional)

e 1x1/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform .
CPU .
Chipset .
Memory O
Expansion °
Slot

*1If

Micro ATX Form Factor
Solid Capacitor design

Supports 8" Generation Intel® Core™ Processors (Socket
1151)

Digi Power design

Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

Intel® B360

Dual Channel DDR4 Memory Technology

4 x DDR4 DIMM Slots

Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory

Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)

Max. capacity of system memory: 64GB

Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15p Gold Contact in DIMM Slots

2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE4: single at x16
(PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))
PCIE2 is occupied, PCIE4 will downgrade to x2 mode.

* Supports NVMe SSD as boot disks

2 x PCI Express 3.0 x1 Slots (Flexible PCle)

Supports AMD Quad CrossFireX" and CrossFireX™

1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)
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Graphics e Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

e Supports Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel’ UHD Graphics

¢ DirectX 12

* HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)

¢ Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI

e Supports Triple Monitor

e Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

e Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

e Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

e Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant
HDMI monitor is required)

e Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports

e Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI Port

Audio e 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892
Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD
front panel audio module and enable the multi-channel audio
feature through the audio driver.

¢ Premium Blu-ray Audio support

* Supports Surge Protection

e ELNA Audio Caps



LAN

Rear Panel
1/0

Storage

¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

e Giga PHY Intel® 1219V

¢ Supports Wake-On-LAN

e Supports Lightning/ESD Protection

e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

¢ 1xPS/2 Mouse Port

e 1xPS/2 Keyboard Port

e 1xD-Sub Port

¢ 1xDVI-D Port

¢ 1xHDMI Port

e 2x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

e 1x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

e 1x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

e 2x USB 3.1 Genl Ports (Supports ESD Protection)

¢ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

e HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

* 6xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and
Hot Plug*

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will
be disabled.

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3
x4 (32 Gb/s)**

e 1x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x1 (8 Gb/s)**

** Supports Intel® Optane™ Technology (M2_1 only)
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit
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Connector * 1x COM Port Header
e 1x TPM Header
¢ 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
e 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
e 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
¢ 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP and CHA_FAN2/WP can
auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
e 1x 24 pin ATX Power Connector
e 1x8pin 12V Power Connector
¢ 1x Front Panel Audio Connector
e 2x USB 2.0 Headers (Support 3 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
e 1xUSB 3.1 Genl Header (Supports 2 USB 3.1 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature e ACPI 6.0 Compliant wake up events
e SMBIOS 2.7 Support
e CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCSA, VCCST Voltage
Multi-adjustment

Hardware e Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
Monitor ter Pump Fans
e Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

e Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans

e Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans



10

e CASE OPEN detection
¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,

PCH 1.0V
0os * Microsoft” Windows® 10 64-bit
Certifica- BHCCACE
tions e ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

14
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

15



2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated Populated Populated Populated

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

16



B360M Pro4

17



2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 4 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PClIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
*If PCIE2 is occupied, PCIE4 will downgrade to x2 mode.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE4
Single Graphics Card x16 N/A
Two Graphics Cards in
L oTM x16 x4
CrossFireX " Mode

For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FANI or CHA_FAN2) when using multiple graphics
cards.

18



2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

O W

Short Open

B360M Pro4

Clear CMOS Jumper

(CLRMOS1)
2-pin Jumper
(see p.1, No. 15)

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

19



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 17)

switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

Q PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Intrusion and DiPME’:fER Please connect the
Speaker Header E)SUVMI\iIY | chassis intrusion and the
(7-pin SPK_CI1) } chassis speaker to this
(see p.1, No. 16) 11 ]O|OJO header.
SIGN/‘\L |
GND

DUMMY
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Serial ATA3 Connectors
(SATA3_0:

see p.1, No. 8)
(SATA3_1:

see p.1, No. 9)
(SATA3_2:

see p.1, No. 11)
(SATA3_3:

see p.1, No. 12)
(SATA3_4:

see p.1, No. 14)
(SATA3_5:

see p.1, No. 13)
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These six SATA3
connectors support SATA
data cables for internal

storage devices with up to

6.0 Gb/s data transfer rate.

If M2_2 is occupied by a
SATA-type M.2 device,

SATA3_1 will be disabled.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB3_4)
(see p.1, No. 18)

(4-pin USB5)
(see p.1, No. 19)

There are two headers on

this motherboard.

USB 3.1 Genl Header
(19-pin USB3_5_6)
(see p.1, No. 7)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+

IntA_PA_D+ Dummy

There is one header on
this motherboard. This
USB 3.1 Genl header can

support two ports.

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 22)

GND

PRESENCE#

MIC_RET
OUT_RET

OJO[o] Jo
1 0] (¢} (e}
[ Toura_t
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L

This header is for
connecting audio devices

to the front audio panel.

21
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1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 23)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 10)

A N o

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
GND
FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard
provides two 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pin CPU_FAN1)
(see p.1, No. 2)

GND FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

1.2 3 4
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.
CPU/Water Pump Fan FAN_SPEED This motherboard
FAN_VOLTAGE_CONTROL FAN_SPEED_CONTROL
Connector D o provides a 4-Pin water
-pin _ coolin an
(4-pin CPU_FAN2/WP) ling CPU f:
12 3 4

(see p.1, No. 5)

connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.
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ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 6)

This motherboard pro-

vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin

13.
ATX 12V Power 8 _ n 5 This motherboard pro-
Connector . vides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) ADDDD1 power connector. To use a
(see p.1,No. 1) 4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.
Serial Port Header : % 03 % This COM1 header
(9-pin COM1) EE5E8 supports a serial port

(see p.1, No. 21)

i

CCTS#1

DDSR#1

DDTR#1

RRXD1

module.

TPM Header
(17-pin TPMS1)
(see p.1, No. 20)

GND

GND%

SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

anNo

This connector supports Trusted
Platform Module (TPM) system,
which can securely store keys,
digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also
helps enhance network security,
protects digital identities, and

ensures platform integrity.

23



2.7 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off
the AC power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

24
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel® CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

25
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1 and
M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to
Gen3 x4 (32 Gb/s). The M.2 Socket (M2_2) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x1 (8 Gb/s).

* Please be noted that if M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will be
disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
Step 2

' o !
, !

’ 0 Depending on the PCB type and
i g length of your M.2_SSD (NGFF)
/ module, find the corresponding nut

— location to be used.

—@—
Nut Location A B C D

PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

N

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

0

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

Vendor Interface P/N

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
ocz

PATRIOT

Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM

Transcend
Transcend

WD
WD

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PClIe3 x4
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH2280S83/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512Mé6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

details: http://www.asrock.com
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

Vendor Interface P/N

ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
Crucial SATA3
Crucial SATA3
Intel SATA3
Kingston SATA3
Plextor PCle

Plextor PCle

SanDisk PCle
SanDisk PCle

Team SATA3
Team SATA3
Team SATA3
Team SATA3
Transcend  SATA3
Transcend  SATA3
Transcend  SATA3
V-Color SATA3
V-Color SATA3
V-Color SATA3
V-Color SATA3
WD SATA3
WD SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUB00NS38-256GT-C
ASU800NS38-512GT-C
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SM2280S3

PX-G256M6e
PX-G512Mé6e
SD6PP4M-128G
SD6PP4AM-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
TS256GMTS400
TS512GMTS600
TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B360M Pro4 von ASRock entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design,
das ASRock Streben nach Qualitit und Bestdndigkeit erfiillt.

werden konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert
werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktu-
alisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt.
Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf
unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell.
Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der
ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert

1.1 Lieferumfang

e ASRock B360M Pro4-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock B360M Pro4-Schnellinstallationsanleitung

¢ ASRock B360M Pro4-Support-CD

o 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

¢ 3 x Schrauben fir M.2-Sockel (optional)

¢ 1xE/A-Blendenabschirmung



B360M Pro4

1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Micro-ATX-Formfaktor

Feststoftkondensator-Design

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8"
Generation

Digi Power design

Unterstiitzt Intel” Turbo Boost 2.0-Technologie

Intel® B360

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, ungepufferter
Speicher

Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)

Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplatze

2 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplitze (PCIE1/PCIE4: einzeln bei
x16 (PCIE1); doppelt bei x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))

* Wenn der PCIE2-Steckplatz belegt ist, wird PCIE4 auf den x2-
Modus herabgesetzt.

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

e 2 x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatze (Flexible PCle)

e Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX"™ und CrossFireX™

e 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul

und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert)
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Grafikkarte

Audio

LAN

Integrierte Intel®* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Unterstiitzt integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung: Intel®
Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)

Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und HDMI
Unterstiitzt drei Monitore

Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflosung von 4K x 2K

(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Aufl6sung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP mit DVI-D- und HDMI-Ports

Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI-Port

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-Audi-

ocodec)

* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein HD-

Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton iiber den

Audiotreiber aktivieren.

Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
Unterstiitzt Uberspannungsschutz
ELNA-Audiokondensatoren

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeflizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE
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Riickblende,
E/A

Speicher

Anschluss

1 x PS/2-Mausanschluss

e 1x PS/2-Tastaturanschluss

¢ 1 x D-Sub-Port

e 1xDVI-D-Port

e 1 x HDMI-Port

e 2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische

¢ Entladung)

e 1x USB 3.1-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

e 1x USB 3.1-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

e 2x USB-3.1-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

¢ 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

e HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

e 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt NCQ, AHCI und
Hot-Plugging*

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_1 deaktiviert.

e 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32
Gb/s)**

e 1 x M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 1 (8 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel” Optane''-Technologie (nur M2_1)
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

¢ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
¢ 1 x TPM-Stiftleiste
1 x Gehéuseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Lifterleistung von 1 A (12 W).
¢ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter
(4-polig) (intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter
mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
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e 2x Anschliisse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (in-
telligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiih-
lerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP und CHA_FAN2/WP konnen
automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet
wird.
¢ 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
¢ 1 x Audioanschluss an Frontblende
e 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 3 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
e 1xUSB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt 2 USB 3.1 Genl-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS-Funk- e AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
tion grafischer Benutzerschnittstellen

e ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

e SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

e CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA, VCCST Mehrfachs-

pannungsanpassung

Hard- o Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehiuse-/

wareuiberwa- Wasserpumpenliifter

chung o Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

o Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifterge-
schwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehéuse-/Wasserpumpenliifter

o Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

¢ Gehiuse-offen-Erkennung

¢ Spannungsiiberwachung: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V

Betriebssys- e Microsoft® Windows® 10, 64 Bit
tem

Zertifizierun- ¢ FCC,CE
gen o ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)
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* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

A Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung
von Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitiit Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und
eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche
Schéden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.

35



36

1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen.

O W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper

(CLRMOSI) .
2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 15)

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen
und Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie

den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie

15 Sekunde, schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang

mit einer Jumper-Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach

der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-
Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann
vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit
und Benutzerstandardprofil nur geléscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt
wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu
entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte pas-
sen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehdiuseeingriffstatus an.
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4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
A Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschdidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie

(9-polig, PANEL1) Netzschalter, Reset-Taste
(siehe S. 1, Nr. 17) und Systemstatusanzeige
am Gehéuse entsprechend
der nachstehenden

HDLED- Pinbelegung mit dieser
HDLED+ o ;
Stiftleiste. Beachten Sie vor
Anschlielen der Kabel die
positiven und negativen
Kontakte.
PWRBTN (Ein-/Austaste):
Q Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die

Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Compu-
ter iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhe-
zustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet
oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitt-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehiuseeingriffs- und DiTwEMAjER Bitte verbinden Sie Gehdu-
Lautsprecher-Stiftleiste EJSUVMITY | seeingriffsvorrichtung und
(7-polig, SPK_CI1) . den Gehduselautsprecher
(siehe S. 1, Nr. 16) [ e [e)[e) mit dieser Stiftleiste.
smwlu_ |
GND

DUMMY

B360M Pro4
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Serial-ATA-III-Anschliisse
(SATA3_0:

siehe S. 1, Nr. 8)
(SATA3_1:

siehe S. 1, Nr. 9)
(SATA3_2:

sieche S. 1, Nr. 11)
(SATA3_3:

siehe S. 1, Nr. 12)
(SATA3_4:

siehe S. 1, Nr. 14)
(SATA3_5:

siehe S. 1, Nr. 13)

—i1i——1
SATA3_1 SATA3_0

[ —

[—1 I——1

SATA3_4 SATA3_2
SATA3_5 SATA3_3

[ —]

Diese sechs SATA-III-
Anschliisse unterstiitzen
SATA-Datenkabel fiir
interne Speichergerite mit
einer Datentibertragungsge
schwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
Wenn M2_2 durch ein
SATA-Typ-M.2-Gerit
belegt ist, wird SATA3_1

deaktiviert.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB3_4)
(siehe S. 1, Nr. 18)

(4-polig, USB5)
(siehe S. 1, Nr. 19)

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard.

USB 3.1 Genl-Stiftleiste
(19-polig, USB3_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Es gibt eine Stiftleiste an
diesem Motherboard.
Diese USB-3.1-Gen1-
Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

Audiostiftleiste
(Frontblende)

(9-polig, HD_AUDIOL1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

1

ND
PRESENCE#
MIC_RET

‘OULRET

OJO[o] Jo
o] [¢] ()
[ Tour2_t
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L

Diese Stiftleiste dient
dem Anschlief8en von
Audiogeriten an der
Frontblende.
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1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss
Q dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die

Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehdguse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording
Volume (Aufnahmelautstirke) an.

Gehéuse-/Wasserpumpen- 1321 Dieses Motherboard bietet
Lifteranschlusse zwei 4-polige Wasserkiithlung-
(4-polig, CHA_FAN1/ FAN_SPEED_CONTROL Gehiuseliifteranschliisse. Falls
WP) CHA’FF’;Z:?,F;EL? AGE Sie einen 3-poligen Gehéuse-
(siehe S. 1, Nr. 23) GND Wasserkiihlerliifter anschliefSen

mochten, verbinden Sie ihn bitte
(4-polig, CHA_FAN2/ 1 oND mit Kontakt 1 bis 3.

2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
WP) 3 FAN_SPEED
(Siehe S. 1 Nr. 10) 4 FAN_SPEED_CONTROL
CPU-Liifteranschluss o ot cor I seeED Dieses Motherboard bietet einen
(4-polig, CPU_FAN1) ©onn | |PNSPEER-CONTROL 4 boligen CPU-Liifteranschluss
(siehe S. 1, Nr. 2) (lautloser Liifter). Falls Sie
1.2 3 4

einen 3-poligen CPU-Liifter

anschliefflen mochten, verbinden

Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.
CPU-/Wasserpumpen- FAN_SPEED Dieses Motherboard bietet einen

FAN_VOLTAGE_CONTROL

Lifteranschluss oD | |PAN-SPEED-CONTROL 4_poligen Wasserkiihlung-CPU-

(4-polig, CPU_FAN2/WP) Liifteranschluss. Falls Sie einen

(siehe S. 1, Nr. 5) e 3-poligen CPU-Wasserkiihler-
liifter anschlieffen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.
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Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Net-

zanschluss. Bitte schlieflen

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Sie es zur Nutzung eines
20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kon-

takt 13 an.
ATX-12-V-Netzanschluss 8 n 5 Dieses Motherboard bietet
(8-polig, ATX12V1) LJOO0] einen 8-poligen ATX-12-
(siehe S. 1, Nr. 1) ADDDD1 V-Netzanschluss. Bitte

schlieflen Sie es zur Nut-
zung eines 4-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

Diese COM1-Stiftleiste

unterstiitzt ein Modul fiir

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

RRI#1
RRTS#1
ND
TTXD1
DDCD#1

g%e

serielle Ports.

CCTS#1
DDSR#1
DDTR#1

RRXD1

Dieser Anschluss unterstiitzt das
Trusted Platform Module- (TPM)
System, das Schliissel, digitale

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 20)

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

i

Zertifikate, Kennworter und

o * ® O = o (2] .
zgzz23£5%¢2 Daten sicher aufbewahren kann.
vggvIizze
w ! ! . . .
5z s 3 Ein TPM-System hilft zudem bei
| SR . X
’ g 3 der Stérkung der Netzwerksicher-
z

heit, schiitzt digitale Identitéten
und gewihrleistet die Plattform-

integritat.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B360M Pro4, une carte
meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant
appliqué par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock

vous garantit une carte mere de conception robuste aux performances élevées.

de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notifica-
tion préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére,
veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La
liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponi-
ble sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises d jour, le contenu

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte meére ASRock B360M Pro4 (facteur de forme Micro ATX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock B360M Pro4

e CD dassistance ASRock B360M Pro4

e 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

* 3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

¢ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

¢ Facteur de forme Micro ATX
e Conception & condensateurs solides

eme

e Prend en charge les processeurs 8™ génération Intel® Core™
(socket 1151)
¢ Digi Power design

¢ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0
* Intel® B360

¢ Technologie mémoire double canal DDR4

* 4x fentes DIMM DDR4

¢ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2666/2400/2133

¢ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)

¢ Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB

¢ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

2 x fentes PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: simple en mode
x16 (PCIE1), double 4 x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* Sila fente PCIE2 est occupée, PCIE4 passe en mode x2.

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

e 2x fentes PCI Express 3.0 x 1 (Flexible PCle)

e Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX"

e 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230 et Intel” CNVi (WiFi/BT intégré)
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Graphiques

Audio

La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controéleur graphique.

Prend en charge la technologie Intel* UHD Graphics Built-

in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D) et
MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru"™ 3D, Intel® Clear Video
HD Technology, Intel” Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)
Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI
Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI avec résolution maximale
de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
(un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP via ports DVI-D et HDMI

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892)

*Pour configurer l'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire d'utiliser un

module audio HD pour panneau frontal et d’activer la fonction audio

multicanal via le pilote audio.

Compatible audio Blu-ray Premium
Prend en charge la protection contre les surtensions
Capuchons ELNA Audio
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Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Stockage

¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

¢ Giga PHY Intel® 1219V

¢ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

e Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-
trostatiques

¢ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az

¢ Prend en charge PXE

* 1 x port souris PS/2

e 1x port clavier PS/2

e 1xport D-Sub

e lxport DVI-D

e 1xport HDMI

e 2xports USB 2.0 (Protection contre les décharges

e électrostatiques)

e 1xport USB 3.1 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

e 1xport USB 3.1 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

e 2xports USB 3.1 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

e 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

e Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

e 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles NCQ, AHCI et
« Hot Plug »*

* 81 M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_1 est désactivé.

e 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les type
2230/2242/2260/2280 touche M M.2 PCI Express jusqua Gen3 x4
(32 Go/s)**

e 1xsocket M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2 SATA3
6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M et M.2 PCI Express
jusqua Gen3 x1 (8 Go/s)**

** Prend en charge Intel” Optane™ Technology (M2_1 uniquement)
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2
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Connecteur ¢ 1xembase pour port COM
¢ 1xembase TPM
¢ 1 x prise DEL d’alimentation et emplacement sur chéssis
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventila-
teur de CPU d’une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur deau d’'une puissance maximale de
2A(24W).
* 2 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventila-
teur de refroidisseur deau d’'une puissance maximale de 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP et CHA_FAN2/WP peuvent
détecter automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches
est utilisé.
¢ 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
¢ 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
¢ 1 x connecteur audio panneau frontal
e 2 xembases USB 2.0 (3 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
e 1xembase USB 3.1 Genl (2 ports USB 3.1 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique multi-
tiques du BIOS lingue
¢ Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events
¢ Compatible SMBIOS 2.7
¢ Réglage de la tension CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA,
VCCST
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Surveillance o Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a

du matériel eau, chassis /pompe a eau

Systéme

e Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
eau, chéssis /pompe a eau

¢ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du venti-
lateur du chassis dapres la température du CPU) : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau

¢ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

o Détection CHASSIS OUVERT

e Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU
Vcore, DRAM, PCH 1,0V

Microsoft® Windows® 10 64 bits

d’exploitation

Certifications e FCC,CE

¢ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre
affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux
périphériques du systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pour-

rons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par
loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

«ouvert ».

O W

Short Cpen

Cavalier Clear CMOS
(CLRMOS1) Cavalier (jumper)
(voir p.1, No. 15) a2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parametres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer
le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter
que les paramétres mot de passe, date, heure et profil de I'utilisateur seront uniquement
effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS. Noubliez pas de retirer le capuchon du

cavalier une fois les données CMOS effacées.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.

47



48

1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

A

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez
JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de
cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau sys- PLED+ Branchez le bouton de mise

téme

(PANNEAUT a 9 broches)
(voir p.1, No. 17)

en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin
détat du systéme présents sur
le chassis sur cette embase en

respectant la configuration
des broches illustrée ci-
dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
[lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez

le module du panneau frontal de votre chassis sur cette emb veillez a parfai t faire
correspondre les fils et les broches.
Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher
Ao DUMMY . A
et emplacement sur chéssis DUMMY | I'emplacement sur le chas-
(SPK_CI1 a 7 broches) sV | sis et le haut-parleur du
. [e) Ao
voir p.1, No. 16 chéssis sur ce connecteur.
(voir p ) CIoloo
I
SIGNAL |
GND
DUMMY
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Ces six connecteurs

Connecteurs Serial ATA3 — ©,

(SATA3_0: [ g SATA3 sont compatibles
voir p.1, No. 8) L] & avec les cables de données
(SATA3_1: e SATA pour les appareils de
voir p.1, No. 9) [ é stockage internes avec un
(SATA3_2: =l » taux de transfert maximal
voir p.1, No. 11) de 6,0 Go/s.

(SATA3_3: ~ A FE Si M2_2 est occupé par
voir p.1, No. 12) g [ [ g un périphérique M.2
(SATA3_4: P = S S type SATA, SATA3_1 est
voir p.1, No. 14) ik désactivé.

(SATA3_5: g [ [ g

voir p.1, No. 13) s L) L &

Embases USB 2.0 use_PWR Cette carte mere comprend

(USB3_4 a 9 broches)
(voir p.1, No. 18)

deux connecteurs.

(USB5 a 4 broches) 1
(voir p.1, No. 19) ) h.one
USB_PWR
Embase USB 3.1 Genl vous Cette carte mere comprend
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_5_6 a 19 broches) IntA_PA_SSRX- maps_ssexr  un connecteur. Cette
IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1, No. 7) onD marssst embase USB 3.1 Genl peut
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
Inth_PA_SSTX+ ano prendre en charge deux
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+ ports.
IntA_PA_D+ Dummy
1
Embase audio du panneau GND Cette embase sert au
frontal = our et branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 |0| |O audio au panneau audio
broches) ! ol (&) (] frontal.
[ Tourz 1
i J_SENSE
(voir p.1, No. 22) o
MIC2_R
MIC2_L
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S

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour
fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et
dans le manuel du chdssis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du
panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

N

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de
controle Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du 1321 Cette carte mére est dotée

ventilateur de chéssis

de deux connecteurs pour

optionnel/pompe a eau FAN_SPEED_CONTROL ventilateur de chassis a refroidis-
\ CHA_FAN_SPEED \ .

(CHA_FAN1/WP a4 FAN_VOLTAGE sement par eau a 4 broches. Si

broches) NP vous envisagez de connecter un

(voir p.1, No. 23) ventilateur de refroidisseur d'eau

pour chissis a 3 broches, veuillez

(CHA_FAN2/WP a4 1 GND le brancher sur la Broche 1-3.
2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
broches) 3 FAN_SPEED
(voir p-1, No. 10) 4 FAN_SPEED_CONTROL
Connecteur du ventilateur Cette carte mére est dotée d'un
du processeur FAN_SPEED connecteur pour ventilateur
(CPU FANI A4 FAN’VOLTAGE’CZ:EROL FAN_SPEED_CONTROL d . 3
_ a e processeur (Quiet Fan) a 4
broches) broches. Si vous envisagez de
. 1.2 3 4 .
(voir p.1, No. 2) connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.
Connecteur du ventilateur Cette carte mére est dotée d’'un
de CPU/pompe a eau FAN_SPEED connecteur pour ventilateur de
(CPU_FAN2/WP 3 4 PNV OLTAGE O " [Fan_speeD_conTroL processeur  refroidissement par

broches)

(voir p.1, No. 5)

eau a 4 broches. Si vous envis-

— 53 agez de connecter un ventilateur
de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.
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Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 6)

Cette carte mére est
dotée d’'un connecteur
d’alimentation ATX a 24
broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20
broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d’alimentation

Cette carte mére est

ATX 12V DDDDD dotée d’'un connecteur
(ATX12V1 a 8 broches) I I d’alimentation ATX 12V
(voir p.1, No. 1) ! ! a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 5.
Embase pour port série 5 .= Cette embase COM1 prend
(COM1 a9 broches) % E % g § en charge un module de

(voir p.1, No. 21)

i

CCTS#1

DDSR#1

DDTR#1

RRXD1

port série.

Embase TPM
(TPMSI1 a 17 broches)
(voir p.1, No. 20)

GND

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

anNo

Ce connecteur prend en charge un
module TPM (Trusted Platform
Module - Module de plateforme
sécurisée), qui permet de sauve-
garder clés, certificats numériques,
mots de passe et données en toute
sécurité. Le systeme TPM permet
également de renforcer la sécurité
du réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

Iintégrité de la plateforme.
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock B360M Pro4, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,

Q il contenuto di questa documentazione sard soggetto a variazioni senza preavviso. Nel
caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara
disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico
correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche
relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare I'elenco di schede VGA pits
recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre B360M Pro4 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock B360M Pro4

¢ CD di supporto ASRock B360M Pro4

® 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

¢ 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

¢ 1x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma e Fattore di forma Micro ATX

¢ Design condensatore solido

CPU e Supporta processori 8" Generation Intel® Core™ (Socket 1151)
¢ Digi Power design
¢ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset ¢ Intel® B360

Memoria * Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

¢ 4xalloggi DIMM DDR4

¢ Supporto di memoria DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered

¢ Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalita non ECC)

¢ Capacita max. della memoria di sistema: 64GB

¢ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

¢ Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

Alloggio o 2xalloggi PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: singolo a x16
d’espansione (PCIE1); doppio a x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))

* Se lalloggio PCIE2 ¢ occupato, 'alloggio PCIE4 sara declassato

a modalita x2.

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

e 2 xalloggi PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

e Supporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX"™

* 1x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e

Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
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Grafica

Audio

LAN

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Supporta la videografica integrata della scheda video UHD Intel®:
Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-2

Full HW Encodel, Intel* InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo decodifica),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI

Supporto di tre monitor

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K

(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI (e
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto di HDCP con le porte DVI-D e HDMI

Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892)

* Per configurare l'audio HD 7.1 canali, ¢ necessario utilizzare un

modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio

multicanale tramite il driver audio.

Supporto audio Blu-ray Premium
Supporta protezione da sovratensione
Cappucci audio ELNA

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE
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1/0 pannello
posteriore

Archiviazi-
one

Connettore

e 1 x porta mouse PS/2

e 1x porta tastiera PS/2

¢ 1x porta D-Sub

e 1xporta DVI-D

e 1xporta HDMI

e 2x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche

o elettrostatiche)

e 1xPorta USB 3.1 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

e 1xPorta USB 3.1 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

e 2x porte USB 3.1 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

¢ 1 xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

e Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

e 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano NCQ, AHCI e Hot
Plug*

*Se M2_2 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_1 sara disabilitato.

¢ 1 x socket Ultra M.2 (M2_1), supporta di tipo
2230/2242/2260/2280 il modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x4
(32 Gb/s)**

e 1 xsocket M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s
di tipo 2230/2242/2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express fino a
Gen3 x1 (8 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel® Optane™ (Solo M2_1)
** Supporto di SSD NVMe come disco davvio
** Supporta kit ASRock U.2

¢ 1x connettore porta COM

¢ 1x connettore TPM

¢ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio

¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza mas-
simadilA (12W).

¢ 1x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Smart Fan Speed Control)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di

sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
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2 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Smart Fan Speed Control)

* La ventola chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di

sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W)
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP e CHA_FAN2/WP sono in

grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.

1 x connettore alimentazione ATX 24 pin

1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

1 x connettore audio pannello frontale

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 3 porte USB 2.0)

(supporta protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.1 Genl (supporto di 2 porte USB 3.1 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione variabile tensione CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO,
VCCSA, VCCST

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dellacqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dellacqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dellacqua,
telaio/pompa dellacqua

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)



* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa

la regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied
Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo in-
fluenzare la stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi
del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per

possibili danni provocati da overclocking.

B360M Pro4
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuc-
cio del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

O W

Short Open

Jumper per azzerare la

CMOS i
(CLRMOS1) Jumper a 2 pin

(vedere pag. 1, n. 15)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare

i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e
scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un
cappuccio jumper per cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non
azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la
CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, € necessario riavviare prima il sistema e in
seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della CMOS. La
password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se
viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper
prima di cancellare la CMOS.

Q Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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1.4 Header e connettori su scheda

Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header

f Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare l'interruttore
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1,n.17)

dell'alimentazione,
l'interruttore di reset e

l'indicatore dello stato del

sistema sullo chassis su questo

header secondo la seguente
assegnazione dei pin. Annotare
i pin positivi e negativi prima

di collegare i cavi.

collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile

Q PWRBTN (interruttore di alimentazione):
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un
normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il
LED ¢ acceso quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il
sistema si trova nello stato di sospensione S1/83. Il LED & spento quando il sistema si trova
nello stato di sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é ac-
ceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pan-
nello anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore
di reset, LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando

si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le
assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Collegamento altoparlante SPEAKER Collegare I'intrusione tel-
e intrusione telaio DUN?,\;J:(VI TY aio e l'altoparlante a questo
(SPK_CI1 a 7 pin) v | collegamento.
[@)[€)

(vedere pag. 1, n. 16) ;

|

SIGNAL |
GND
DUMMY
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Connettori Serial ATA3
(SATA3_0:

vedere pag. 1, n. 8)
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 9)
(SATA3_2:

vedere pag.1, n. 11)
(SATA3_3:

vedere pag.1, n. 12)
(SATA3_4:

vedere pag.1, n. 14)
(SATA3_5:

vedere pag.1, n. 13)

SATA3_4 SATA3_2

I—1 [—1

SATA3_1 SATA3 0

[ —

[—1 I——1

SATA3_5 SATA3_3

[ —]

Questi sei connettori

SATA3 supportano cavi

dati SATA per dispositivi di
archiviazione interna, con
una velocita di trasferimento
dati fino a 6,0 Gb/s.

Se M2_2 ¢ occupato da

un dispositivo M.2 di

tipo SATA, SATA3_1 sara
disabilitato.

Header USB 2.0
(USB3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

(USB5 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

Ci sono due connettori su

questa scheda madre.

Header USB 3.1 Genl
(USB3_5_6a 19 pin)
(vedere pag. 1, n.7)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Su questa scheda madre c@
un connettore. Questa basetta
USB 3.1 Genl puo supportare

due porte.

Header audio pannello
anteriore
(AUDIO1_HD a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

1

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

OJo[o] 1o
QIO

‘ [ Tour2_t
J_SENSE
ouT2 R

MIC2_R

MIC2_L

Questo header serve a
collegare i dispositivi
audio al pannello audio

anteriore.
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1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello
Q sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni

presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull' header audio del pannello
anteriore seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é neces-
sario collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola telaio / 4321 Questa scheda madre ¢ dotata

pompa dell'acqua di due connettori a 4-Pin per

(CHA_FAN1/WP a4 pin) FAN_SPEED_CONTROL ventole raffreddamento ad
(vedere pag. 1, n. 23) CHA’:E,EELE:AGE acqua del telaio. Se si decide di
GND

collegare una ventola telaio con
raffreddamento ad acqua a 3 pin,

(CHA_FAN2/WP 4 pin) 1 GND collegarla al pin 1-3.
2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
(vedere pag. 1, n. 10) 5 FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL
Connettore ventola CPU Questa scheda madre & dotata
. FAN_SPEED .
(CPU_FANT1 a 4 pin) FANLVOLTAGE CONTROL L oot ourmn di un connettore per la ventola
(vedere pag. 1, n. 2) della CPU (Ventola silenziosa)
— a 4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
Connettore ventola CPU / Questa scheda madre & dotata
d 11' FAN_SPEED d' l 1
pompa dell'acqua FAN_VOLTAGE_GONTROL |\ coeen conTROL iun connettore per la ventola
(CPU_FAN2/WP a 4 pin) della CPU con raffreddamento
(vedere pag. 1, n. 5) 5 ad acqua a 4 pin. Se si decide di

collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.
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Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Questa scheda madre &
dotata di un connettore
di alimentazione ATX

a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a
20 pin, collegarla lungo il
pin 1 el pin 13.

Connettore di

Questa scheda madre &

iml
alimentazione ATX da mENN dotata di un connettore
12V AD L0 D1 di alimentazione ATX da
(ATX12V1 a 8 pin) 12 V a 8 pin. Per utilizzare
(vedere pag. 1,n. 1) un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin
leil pin5.
Header porta seriale T g - % Questo header COM1
(COML1 a 9 pin) EEGE 8 supporta un modulo di

(vedere pag. 1, n. 21)

G
RRXD1

CCTs#1
DDSR#1
DDTR#1

porta seriale.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

:

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #
GND
LAD1
LAD2
anos

SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certifi-

cati digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali e

di garantire l'integrita della piat-

taforma.



B360M Pro4

1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B360M Pro4, una placa base fiable
fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y

resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actuali-
Q zados, el contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin

previo aviso. Si esta documentacion sufre alguna modificacién, la version actualizada
estard disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica
relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion
especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tilltimas tarjetas VGA,
asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock B360M Pro4 (Factor de forma Micro ATX)
¢ Guia de instalacion rapida de ASRock B360M Pro4

e CD de soporte de ASRock B360M Pro4

o 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

¢ 1xescudo panel I/O
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

e Factor de forma Micro ATX

¢ Disefio de condensador sélido

o Compatible con la 8* generacién de procesadores Intel® Core™
(Socket 1151)

* Digi Power design

e Admite la tecnologfa Intel® Turbo Boost 2.0

¢ Intel® B360

¢ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

e 4xranuras DIMM DDR4

¢ Admite memoria sin bufer DDR4 2666/2400/2133 no ECC.

e Admite mddulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)

¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB

¢ Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

¢ Contacto 15 Gold en ranuras DIMM

e 2 xranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: simple a x16
(PCIE1); dual a x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))
* Sila ranura PCIE2 estd ocupada, PCIE4 se degradara al modo
x2.
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
e 2 x ranuras PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
o Compatible con AMD Quad CrossFireX"™ y CrossFireX""
e 1x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/
BT tipo 2230 e Intel* CNVi (WiFi/BT integrado)
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Graficos

Audio

LAN

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles tinicamente con procesadores con GPU integrado.
Admite Intel® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync
Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider"™,
Intel* UHD Graphics

DirectX 12

Codificacién y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (solo
descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)

Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
Compatible con tres monitores

Admite la tecnologia HDMI con una resoluciéon maxima de

4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

Compatible con DVI-D con maxima resolucion hasta 1920x1200
a 60Hz

Admite D-Sub con una resoluciéon maxima de 1920x1200 a

60 Hz

Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Compatible con funcién HDCP con puertos DVI-D y HDMI
Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC892
Audio Codec)

*Para configurar 7.1 Audio CH HD, deber4 utilizar un médulo del

panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio mul-

ticanal a través del controlador de audio.

Compatible con audio Blu-ray Premium
Admite proteccién contra sobretensiones
Tapas de audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcién Reactivaciéon de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE
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E/S en panel
posterior

Almacenami-
ento

Conector

e 1x puerto de raton PS/2

* 1x puerto de teclado PS/2

e 1x puerto D-Sub

e 1xpuerto DVI-D

e 1x puerto HDMI

e 2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas

e electrostdticas)

e 1 x Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)

e 1 x Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)

e 2 x Puertos USB 3.1 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

¢ 1x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)

¢ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono

e 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con NCQ,
AHCI y conexi6n en caliente*

*Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_1 se deshabilitara.

e 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_1) que admite M.2 de tipo
2230/2242/2260/2280 con clave M el médulo PCI Express M.2
hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 1xZbcalo M.2 (M2_2) que admite el modulo SATA3 6,0 Gb/s
M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen3 x1 (8 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologfa Optane™ de Intel® (solo M2_1)
** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de ar-
ranque

** Admite el kit U.2 de ASRock

¢ 1x Base de conexiones de puerto COM

¢ 1x Conector TPM

¢ 1x cabezal de intrusion de chasis y de altavoces

¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méaxima.
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¢ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/CPU admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de
2A (24 W).
¢ 2 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de
2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP y CHA_FAN2/WP se pueden
detectar automaticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
¢ 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
e 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 3 puertos USB 2.0).
Admite proteccién contra descargas electrostaticas.
¢ 1 x base de conector USB 3.1 Genl (admite 2 puertos USB 3.1

Genl). Admite proteccion contra descargas electrostaticas.

Funcién de la e BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
BIOS multilingtie

¢ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

e Admite SMBIOS 2.7

e Multi-ajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO,

VCCSAy VCCST
Monitor de e Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
hardware chasis, bomba de agua/CPU, CPU

e Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/cha-
sis, bomba de agua/CPU, CPU

e Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del ven-
tilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

e Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

e Detecciéon de CARCASA ABIERTA

e Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V

SO e Microsoft® Windows® 10 64 bits
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Certificaciones ¢ FCCyCE
e Compatible con ErP/EuP (requiere toma de alimentacion com-

patible con ErP/EuP)

* Para obtener informacién detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
A incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando

de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la

las herr
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los comp tes y dispositivos del sist Esta

operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.
No i inguna resp bilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

O W

Short Open

B360M Pro4

Puente de borrado de
CMOS

Puente de 2 contactos
(CLRMOS1)

(consulte la pag.1, Ne 15)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacién de la toma de alimentacion.
Después de esperar 15 segundos, utilice una tapa de puente para acortar los
contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS
justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando
acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion,
deberd apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la
contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente
después de borrar el CMOS.

Q Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente so-
A bre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores

dafiard de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 17)

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el
interruptor y el indicador del
estado del sistema del chasis
alos valores de este cabezal,
seguin los valores asignados a
los contactos como se indica
a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes
de conectar los cables.

Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la

Q PWRBTN (Interruptor de alimentacién):

forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacion.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacion del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga

cuando el sistema se encuentra en estado de

6n S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo,
indicador LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusion de
chasis y de altavoces
(SPK_CI1 de 7 contactos)
(consulte la pag.1, N° 16)

1

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+5V
\

]
SIGNAL
GND

DUMMY

Conecte la intrusion de
chasis y el altavoz del

chasis a este cabezal.
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Conectores Serie ATA3

Estos seis conectores

—] ©
(SATA3_0: [ g' SATA3 son compatibles
consulte la pag.1, N 8) L] & con cables de datos SATA
(SATA3_1: b para dispositivos de
consulte la pag.1, N° 9) [ é almacenamiento interno
(SATA3_2: =] © con una velocidad de
consulte la pag.1, N° 11) transferencia de datos de
(SATA3_3: ik hasta 6,0 Gb/s.
consulte la pag.1, N° 12) g [ [ g Si M2_2 se ocupa con
(SATA3_4: P = S S un dispositivo M.2 de
consulte la pag.1, N° 14) < = ©, tipo SATA, SATA3_1 se
(SATA3_5: g [ [ g deshabilitara.
consulte la pag.1, N° 13) S |4l = prd
Cabezales USB 2.0 Hay dos bases de

(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N 18)

(USB5 de 4 contactos)
(consulte la pag.1, N° 19)

conexiones en esta placa

base.

Cabezal USB 3.1 Genl
(USB3_5_6de 19
contactos)

(consulte la pag.1, N° 7)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+

IntA_PA_D+ Dummy

Esta placa base tiene otra
base de conexiones. Esta
base de conexiones USB 3.1

Genl admite dos puertos.

Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIOI de 9
contactos)

(consulte la pag.1, N 22)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ | ouT_RET

ol o
|| [l (@] (o] [e] [e)
| Toura_t
J_SENSE
our2 R

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de
audio al panel de audio
frontal.

MIC2_R
MIC2_L
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S

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores del ventilador 4321 Esta placa base proporciona dos

de la bomba de agua/ conectores para el ventilador

chasis AN, SPEED. CONTROL del chasis para refrigeracién

(CHA_FAN1/WP de 4 CHA_FAN_SPEED por agua de 4 contactos. Si tiene
FAN_VOLTAGE

contactos) avo  pensando conectar un ventilador

(consulte la pag.1, N° 23)

de refrigeracion por agua del

chasis de 3 contactos, conéctelo

(CHA_FAN2/WP de 4 1 GND al contacto 1-3.
t t ) 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL

contactos 3 FAN_SPEED

(consulte la pég.l, Ne 1()) 4 FAN_SPEED_CONTROL

Conector del ventilador Esta placa base contiene un

FAN_SPEED .
de 18. CPU FAN_VOLTAGE_CONTROL conector de ventllador
GND FAN_SPEED_CONTROL

(CPU_FANI1 de 4 (ventilador silencioso) de CPU

contactos) —1— de 4 contactos. Si tiene pen-

(consulte la pag.1, N° 2) sando conectar un ventilador de
CPU de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

Conector del ventilador de Esta placa base proporciona

la bomba de agua/CPU FAN_SPEED un conector de ventilador

(CPU_FAN2/WP de 4

contactos)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND FAN_SPEED_CONTROL

de CPU de refrigeraciéon

por agua de 4 contactos. Si
1.2 3 4

(consulte la pag.1, N° 5) tiene pensando conectar un

ventilador de disipador por
agua de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.




Conector de alimentaciéon
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag.1, N° 6)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion
ATX de 24 contactos.

Para utilizar una toma de
alimentacién ATX de 20
contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion 5

ATX de 12V RRRN

(ATX12V1 de 8 contactos) I I
4

(consulte la pag.1, N° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion
ATX de 12V y 8 contactos.
Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de 4
contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 21)

RRI#1
RRTS#1
ND
TTXD1
DDCD#1

G
RRXD1

CCTS#1
DDSR#1
DDTR#1

Este cabezal COM1 admite

un médulo de puerto serie.

Cabezal TPM
(TPMSI de 17 contactos)
(consulte la pag.1, N 20)

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #
GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN

PCICLK

:

anNo

Este conector es compatible con el
sistema Modulo de Plataforma Se-
gura (TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura claves,
certificados digitales, contrasefas
y datos. Un sistema TPM también
ayuda a aumentar la seguridad

en la red, protege las identidades
digitales y garantiza la integridad
de la plataforma.

B360M Pro4
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1. BBegeHne

Braromapum Bac 3a mpuoGpeTeHne HaieXXHOI MaTepuHcKoit waTel ASRock B360M
Pro4, BbIITycKaeMoii 0] TOCTOSIHHBIM CTPOIMM KOHTposteM KoMmaunu ASRock.
Ora MaTepuHCKasA I1aTa 06ecreurBaeT BeNMNKOMEIHYIO IPOM3BOUTEIHOCTD 1
OT/IMYAETCA HAJIeKHOI KOHCTPYKIIMEI! B COOTBETCTBIY C TPeOOBAHMAMYU KOMIIAHII

ASRock B OTHOIIEHMI Ka4eCTBA U ONTOBEYHOCTI.

Ilo npu%ul—te 06HOBIEHUS xupuxmepucmuic cucmemHoLl naamuvl U npozpaMMHoeo
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosugeii 00KyMeHmauuu mosicem Gbiimy usmeHeHo

6e3 npedsapumenvozo ysedomenust. IIpu usmeHeHuu co0epicUM020 HACHOAULE20
dokymeHma ezo 06HoB7IeHHAS Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6e3
npedsapumenvrozo ysedomnerus. IIpu Heo6X00uMOCmu mexHu4eckoti no00epimKu,
CBA3AHHOLL C MAMEPUHCKOLL NAAMOtl, nocemurme 8e6-caiim u Hatioume Ha Hem
uH@opmaruio 0 Modenu UCNONb3yemoil 8amu mamepunckoil naamol. Ha ée6-catime
ASRock maxksice MOHHO HAlimu camvlil nociedHuil nepevers nodoepiusaemoix VGA-
xapm u L[I1. Be6-catim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT noctaBku

¢ Marepunckas mrata ASRock B360M Pro4 (popm-dakrop Micro ATX)

¢ Kparkoe pykoBogcTBo 10 ycraHoBke ASRock B360M Pro4

e Kommakt-muck ¢ ITO mas mmaret ASRock B360M Pro4

* 2 x kabens nepefayn nauHbIx Serial ATA (SATA) (mpro6peTaioTcs OT/eNIbHO)
® 3 X BUHTA /1A C1OTOB M.2 (Ipro6peTaroTcs OT/AeIbHO)

® 1 X 3KpaH MaHe/M C IOPTaMi BBOJA-BbIBOZIA
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1.2 TexHnuyeckne xapakTepucTmkm

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamarb

Cnot
pacwmpeHus

e dopm-dakrop Micro ATX

e (Cxema Ha OCHOBe TBEPAOTENbHBIX KOHAEHCATOPOB

¢ Tloamepxxka mporeccopos 8" mokonennst Intel® Core™ (Socket
1151)
¢ Digi Power design

¢ TloppmepxxuBaercs TexHonorus Intel® Turbo Boost 2.0
¢ Intel® B360

¢ JIByxkaHanabHas mamsaTb DDR4

e 4 xrHesga DDR4 DIMM

o Tloppepsxka mopyreit mamaTn DDR4 2666/2400/2133 ne
otHocaumxcsa k ECC, HeOydepnsoBaHHOI TaMATH

o Tloppmepxxa mopymneit mamat ECC UDIMM (pa6ota B pexime,
ormmarom ot ECC)

e MaxkcumanbHbiii 06bem O3Y: 64 T'6

o Tloppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e [losonouenHsie (15 MKM) KOHTaKThI ¢10T0B DIMM

e 2 x PCI Express 3.0 x16 ruesy (PCIE1/PCIE4: oguHapHblIit Ipu
x16 (PCIE1); gBortroit mpu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))
* Ecmu cnot PCIE2 3ansr, cnor PCIE4 nepeiifier B pexxum x2
IpyL.
* Iopiep>KMBAIOTCA B Ka4eCTBE 3arpy304HbIX SSD-amcky Tnia
NVMe.
e 2 x PCI Express 3.0 x1 pazbem (Flexible PCle)
¢ Tlopmepxxa AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™
e 1xcnor M.2 (knrou E) myst mogyst WiFi/BT tuma 2230 u Intel®
CNVi (Bctpoennsie WiFi/BT)

75



Fpadpuueckasn .
nopgcucrema
3ByK .

Berpoennsiit Busieoagantep Intel® UHD Graphics 1 Bbixopst
VGA noppep>knBaroTcs TonbKo npu ucnonbsosanuu IT co
BCTPOEHHBIMY IPaduUecKUMI MIPOLIECCOPAMI.
I[TopmepknBaeMble BCTPOEHHBIE TEXHOIOTMM BU3YaTU3aALIN
Intel® UHD Graphics: Intel® Quick Sync Video ¢ momzocTsI0
anmapatHeIM KopgyposaHreml B popmarax AVC, MVC (S3D) u
MPEG-2, Intel® InTru™ 3D, rexnonorus Intel® Clear Video HD,
Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

ITporpamMmMHO-anmapaTHOe KOpoBanue-fekonuposanme: AVC/
H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ut, VP8, VP9

8 6ut, VP9 10 6ur (Tonbko sekopuposanne), MPEG2, MJPEG,
VC-1 (TonbKO fIeKOfMpOBaHie)

Tpu BupeoBsixofa: D-Sub, DVI-D n HDMI

ITopepykka paboThI C TpeMsA MOHUTOPAMI

Ioppep>xxa HDMI ¢ MakcuManbHbIM pasperenneM o 4K x 2K
(4096x2160) nipu gacrore o6HOBIeHM 30 Ii1

Ha Brixone DVI-D noppiep>xnBaeTcss MaKCMMa/IbHOE paspeleHne
10 1920x1200 mpu gacroTe 06HOBIeHNs 60 11

IopneprxuBaercs D-Sub ¢ MakcuMabHBIM paspelieHnueM 10
1920x1200 mipm 60 Iy

IMoppepxuBatotcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) 4epes mopr HDMI
(rpebyercs coorBercrBytommit HDMI-MoHMTOD)

IMoppeprxxa ¢pyukiyn samyrsel HDCP gepes moptst DVI-D u
HDMI

IToppeprxka BeIBOAA Bupeo ¢ paspemnennem 4K Ultra HD (UHD)
Ha nopt HDMI

7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BbIcOKoi1 yeTkocTn HD Audio ¢ sammToit

TaHHBIX (ayuokoziek Realtek ALC892)

*[lns HacTpoliku 7.1-KaHanbHOTO 3BYK BBICOKOIT yeTkocTi HD

Audio ncnonb3ayiite nepepHiolo ayauonanens HD u akTusupyiite

¢yHKIMIO MHOTOKaHA/IbHOTO 3BYKa B ay/MOipaiiBepe.
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LAN * Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6wurt/c
¢ Giga PHY Intel® 1219V
¢ TloppepxuBaercs npobyxuenne mo JIBC
e MornHnesanmTa 1 3alUTa OT AMEKTPOCTATIIECKIX Pa3pATOB
o TloppepxxuBaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
e IloppepxuBaercsa PXE

MopTbl BBOAA- e 1xmnopr PS/2 mnst Mbim
BblBOAA Ha e 1xPS/2 pna xnmaBuarypbl
3agHeil naHenn ° 1xmopt D-Sub
e 1mopr DVI-D
e 1 xnopr HDMI
e 2xnoproB USB 2.0 (c 3a1uTol OT 9/1€KTPOCTATUIECKIX
® paspsmoB)
e 1xmopr USB 3.1 Gen2 Type-A (10 I'6ut/c) (c 3amuroit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3pPsLOB)
e 1xmopr USB 3.1 Gen2 Type-C (10 I'6ur/c) (c 3amuroit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3pPsLOB)
e 2xmnoproB USB 3.1 Genl (c 3amuToii OT 9/IeKTpOCTaTUIECKIX
paspsizoB)
¢ 1 xnopr JIBC RJ-45 ¢ mHamKatopamu («AKTUBHOCTD/
Coepunenne» 1 «CKOPOCTb»)
e Paspembl HD Audio: JInHeltHbIiT BXOZ / IIepefHIte JUHAMUKY /

MUKPOQDOH

3anomuHawowme ¢ 6 x paznemMoB SATA3 ¢ mpomyckHoiT cioco6HOCTHIO 6,0 '6/c,
ycTpolicTBa nopzep>kka NCQ, AHCI u «ropsiero» mogkaoueHns*
* Ecmm cnor M2_2 3aHAT ycTpoiictBoM M.2 Tuma SATA,
nnrepdeiic SATA3_1 6ymeT OTK/IIOUEH.

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_1), moppeprxka momynsa M.2 PCI Express
Tuma 2230/2242/2260/2280 o Bepcuu Gen3 x4 (32 I'B/c) ¢
KIr09oM M**

e 1 crnor M.2 (M2_2), mopaepxusaetcsa Mopgynb M.2 SATA3 tuma
2230/2242/2260/2280 ¢ mporryckHoli criocobHocTbI0 6,0 ['6/C 1
monynb M.2 PCI Express o Bepcun Gen3 x1 (8 T6/c) ¢ xmouom
M

** Tlopnepskka TexHoornu Intel® OptaneTM (Tonbko M2_1)
** [lopmep>KMBaKOTCA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-/iucky Tuma
NVMe

** Tlopnep>xusaercs: kommiekt ASRock U.2.
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Pasbembl

MapameTtpbi
BIOS

¢ 1xkonopka COM-nopra

e 1 x konogka TPM

e 1 X KO/IOZIKa C pazbeMaMI JJaTunKa BCKPBITUA KOPITyca 1
MUHAMMKA

* 1 X pasbeM I BEHTIIATOPA oxmakaeHus 111, 4-KoHTaKTHBII

* PaszpeM IpoIjeCCOPHOTrO BEHTHUIATOPA TIOIeP>KMBAET BEHTHUIATOP
¢ noTpebssieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

e 1 X pasdbeM i1 BEHTWIATOPA WIN BOASIHOI IIOMIIBI BOJSTHOTO
oxnmaxaenus LT (4-KOHTaKTHBIN) (CMapT-perynisaTop CKOPOCTIH
BEHTUIATOPA)

* PasbeM Jij1s1 IPOLIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MK
BOJISIHOI ITOMITBI IIOJIep)KIBAET BEHTIISATOP € HOTPeO/IsieMbIM
ToKOM He 6onee 2 A (24 Br).

® 2 X pazbeMbl /I KOPIYCHOTO BEHTM/IATOPA MV BOJHOJ IIOMITBI
(4-KOHTaKTHBIN) (CMapT-PErynIATOp CKOPOCTI BEHTUIATOPA)

* Paz’beM 11 KOpITyca KOPITYCHOTO BEHTW/IATOPA WJIM BOJIAHOI
TIOMIIBI TIO/IIePXKMBAET BEHTU/IATOP C IOTPEO/IAEMBIM TOKOM He
6onee 2 A (24 Br).

* Ilna paspvemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP u CHA_
FAN2/WP aBroMarnyecku onpepensaeTcs TUII ITOJK/II0YeHHOTO
BEHTUIATOPA: 3- MM 4-KOHTAKTHBIIN.

e 1x pasvem mutanna ATX, 24-KOHTaKTHbIN

e 1xpaszbem nuraHus 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

e 1 XxaynuopasbeM Ha IlepelHeil MaHeIn

e 2 x konmoaxy USB 2.0 (3 mopra USB 2.0 ¢ 3aumroit ot
97IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PsAIOB)

¢ 1xkomopka USB 3.1 Genl (2 mopta USB 3.1 Genl) (c 3amuroit
OT 97IEKTPOCTATUYECKIIX Pa3psifiOoB)

e AMI UEFI Legal BIOS ¢ moiziepkKoit MHOTOSI3BIYHOTO
rpadudeckoro nnrepdeiica

o Tloppeprxka yHKIMiT Ipo6yxaenus no crangapry ACPI 6.0

e Tloppmepxka SMBIOS 2.7

e Perymuposka Hanpspkenuit 11T, DRAM, PCH 1,0B, VCCIO,
VCCSA, VCCST



KoHTponb
o6opyanos

B360M Pro4

e Konrtponb Temnepatypsl: Bentunarop LII; Beatunarop namn
aHuA noMna BogsaHoro oxnaxaenus 1IT; Bentunarop min nommna

BOJISIHOTO OXJIaXK/IEHNS KOpITyca

e Taxomerp: Bentunarop LIT; Bentunarop mim nommna
BofAHOTO OXMaxaenuA HIT; BeHTumaTop mam momMma BosHOTO
OX/TaXK/IEHNMSA KOPITyCca

¢ DBecurymuas paboTa (c aBTOMaTI4eCKOIT peryIMpoBKOil CKOPOCTI
BpallleHs B 3aBUCKMOCTH OT TeMiepaTypsl LII1): Bentuisarop
IIT; Bentunarop nnm nommna BogsAHoro oxnaxjenus HIT;
BeHTunATOp MM MOMIIA BOZIAHOTO OX/TAK/IeHVA KOPITyca

e Perymuposka ckopocTu BpaueHus: Bentuaarop LIIT;
BenTunarop nam nommna BogsaHoro oxnaxaenn LI, Benrtunarop
VTV TIOMTIA BOJITHOTO OX/IaXKJ€HNA KOPITyca

e JlaTyMK BCKPHITHA KOPITyca

e KonTtponb Hanpspokennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, HanpsoxeHue Afpa
1IL, DRAM, PCH 1,0B

OnepauuoHHble ¢ Microsoft” Windows® 10 (64-paspsanHast)

cicTembl

Ceptudukauyua < FCC,CE

e CosmectuMocTtb ¢ ErP/EuP (Heo6xoum 610K iuTaHms,
cooTBeTcTBYROIMII crangapry ErP/EuP)

* C dononnumenvHotl unopmagueii 00 u30enuu MOKHO 03HAKOMUMbCA HA 8e6-catime: http://www.asrock.com

A

Credyem yuumoleéamy, 4mo paszox npoyeccopa, 6Km04as usmenenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonvsoeanue uHcmpymenmos
paszona H UMBIX NPOU3B00 i, COnpsiiceH ¢ onpedeneHHbim puckom. Paseon
NPOUECcopa Moscerm CHUSUMD CIMABUBHOCTb CUCTEMbL UL 0aJie NPUBECHU K
nospesicoeruo ee KOMNOHeHMO6 u ycmpoticme. Paszon npoueccopa ocyujecmensiemcs

nonvL30 Ha cobc i puck u 3a cobcmeenHoiii cuem. Mol He Hecem
0MBemcmeeHHOCHb 3a B03MONCHDLLL yM€P6, 8bI36AHHDILL P(ZSZOHOM npoueccopu.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pPUCYHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIIKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI II€EpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

"

Short Open

ITepembruka cOpoca
Hactpoek CMOS
2-KOHTaKTHas

(CLRMOS1) repeMbluKa
(em. cTp. 1, Ne 15)

CLRMOSI ncronbayercs s yganenus ganasix CMOS. Yto6sr copocuts n
O6HY/INTD TApaMeTPhbl CUCTEMbI Ha HACTPONKY II0 YMOTYAHMIO, BBIK/TIOUNTE
KOMIIBIOTEp 1 M3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/Thb MUTAHNUA OT MCTOUHMKA INTAHNA.
Book/mTe 15 CeKyH/ M HAKVMIHOI IIepeMBIYKOIl 3aMKHITE KOHTAKThI pasbeMa
CLRMOSI Ha 5 cexynp. He copacniBarite Hactpoitku CMOS cpasy moce
o6nosnenns BIOS. ITpn Heobxopumoctu copocuts HacTporiikn CMOS cpasy
nocrne o6Hosnenna BIOS cuauaa nepesarpysuTe CICTEMY, @ 3aTeM BBIK/IIOUMTE
KoMIbIoTep Tepes copocom HacTpoek CMOS. YuruTe, 4T0 Maposb, jaTa, BpeMs

1 1pouIb TTO/IH30BATE/IA 110 YMOMYAHMIO COPACHIBAIOTCA TOMBKO B TOM CITydae,
ecimit n3Bniedn 6arapero CMOS. Tlocre copoca Hactpoek CMOS He 3a6yabTe CHATD

HAKU/THYIO TIePEeMBIUKY.

C6poc nacmpoex CMOS moscem npusecmu k onpedesneHuo 6CKPbIMuI0 Kopnyca.
Ymobvt 06Hy UMb 3anUch NPedbidyu4ee0 onpedeneHus BCKPbImUsL Kopnyca,
ucnonv3yiime napamemp Clear Status (O6ynumsy cocmosue) BIOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONOKEHHbIE Ha CUCTEMHOMN

njare

A

Konopaka cucremHoimn

TIaHenm

(9-xonraktHas, PANELI)
(cm. cTp. 1, Ne 17) !

Pacnonosxcenmvle HA cCUCMeMHOTL naame Kon00KuU upasz:eMm HE sisnstomes ﬂE‘DEMbH-tKaMMA
HE ycmauaeﬂueaﬁme Ha 9MU KOROOKU U pasvemvl nepemuluKu-KoInauKu. Yemanoexa
ﬂepeMbl%eK-KDﬂYlaHKOB HA IMU KONOOKU upasz:eMm Moicem evl3samov Heycmpaﬂumoe
noepembeyue CUCEMHOTL NAAMb.

Ha KOPITyCe BBIK/II0YaTe/lb
MIUTaHNA, KHOTIKY
Tiepe3arpysKy ¥ MHAMKATOP
COCTOSIHUS CUCTEMBI K 3TOM
KOJIOZIKE B COOTBETCTBIUM C

HDLED-
HDLED+ pacrnpenenenneM KOHTaKTOB,

npuBeieHHbIM HipKe. [Tepen
MOJIK/TI0oYeHeM Kabereit
OnpeieNInTe MOMOXKUTETbHBIN
¥ OTPUIATE/IbHBI KOHTAKTHI.

PWRBTN (xHonka numanus):
Ilodknio4erie KHONKY NUMAHUS, PACNONIONEHHOTL Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxiHo
HACMPOUMb NOPAOOK BLIKNIOUEHUS CUCHIEMbL C UCHOTb30BAHUEM KHONKU NUIMAHUSL.

RESET (xnonka nepesazpysxu):

Ilodkniouerie KHONKU nepe3azpy3Ki CUCMeMbl, PACNONIONEHHOU HA nepedHeli nanenu
Kkopnyca. Hajcmume Kronky nepesazpy3siu, 4moGbt nepesanycmum KOMNvlomep, ecau o
3asucu HDpMa/!beHZ 3anyck HEBO3MOMEH.

PLED (ceemo0uo0nviii UHOUKAMOP NUMAaHUS CUCIEMbL):

Ilodkniouerie UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACNOTIONEHHO20 HA nepeoHeil naHesnu Kopnyca.
CeemoduodHbiii uHOUKamop zopum, kozda cucmema pabomaem. Kozoa cucmema
HAX00Umcs 6 pesxcume oxcudanus S1/83, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema naxooumes
8 pescume osmcudanus S4 unu svikmouena (S5), ceemoduod He zopum.

HDLED (céemo0uo0Hvlii uHOUKamop pabomvt jecmroz0 0UcKa):

Tlodkniouenue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCmKo20 OUCKA, PACNOTIONEHHO20
Ha nepedHeti nanenu. CeemoduoOHbvIil UHOUKAMOP 20puUm, K020a JHecmKuii OUCK
BINONIHSAEN CUUNDLEAHE UTIU 3ANUCH OAHHDLX.

Ilepeonss nanenv mosicem Gvimy Pa3HoOLi HA PA3HLIX Kopnycax. B ocHosHom nepeonss
nawenb 6K0UACN 6 Ce0S KHONKY NUMAHUS, KHONKY Nepe3azpyski, c6emoouoomvii
UHOUKAMOP NUMAHUS, C6emO0U00HbLIL UHOUKAMOP PABOMbL #ecmKo20 OUCKA, OUHAMUK
u m. 0. [Ipu nodxknouenuu nepedHeii nanenu K Imoii K0n00Ke NPABUILHO NOOKIOUATME
1p0o60da K KOHMAKMam.

IMopxmounTe pacmonoXeHHbIe

SPEAKER
Konopxa ¢ paspemMamu BuNY IIpennasnavena s
JAaTYMKaA BCKPBITUA DUMMY | TIOJK/TIOYEHMA aTYMKa
+5V
KOpITyca 1 JMHaMMKa C') re)(e)[e) BCKPBITHA KOPITyca 1
(7-xonTakTHBI, SPK_ i [e)[e][e] KOPITYCHOTO JMHaMMKa.
N
CI1) SIGNAL
GND
(cm. cTp. 1, Ne 16) DUMMY
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Paswembr Serial ATA3

ITU 1IEeCTh Ppa3beMOB

=] ©
(SATA3_0: [ gl SATA3 mpepHasHaveHbl
oM. cTp. 1, Ne 8) = % V1S TIOIK/TIOYeH s Kabenen
(SATA3_1: = SATA BHYTpeHHIX
cM. cTp. 1, Ne 9) [ g 3aIIOMMHAKOIMX YCTPOICTB
(SATA3_2: =l » LA TIepefjadlt JaHHbIX CO
oM. cTp.1, Ne 11) cKopocTbIo 110 6,0 ['6/c.
(SATA3_3: ~ A Ecmu cnor M2_2 3ausr
cM. cTp.1, Ne 12) g [ [ g ycrporictBoM M.2 Tuma
(SATA3_4: S 1L L & SATA, unrepdeiic
oM. cTp.1, Ne 14) < e SATA3_1 6yner
(SATA3_5: g [ [ g OTKJIIOYEH.
cm. cTp.1, Ne 13) b L S S
Konopxu USB 2.0 USB_PWR Ha matepuHckoit rinate

(9-xonrakTtHast, USB3_4)
(cm. cTp. 1, Ne 18)

(4-xonrakrtHast, USB5)

MMEEeTCS JIBe KOMOMKN.

(cm. cTp. 1, Ne 19) b P

USB_PWR
Kononxu USB 3.1 Genl Vous Ha marepuHcKoit mate

Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19-xoHTaKTHAaS, IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ MMeeTCs OfIHA KOJIO[Ka.

IntA_PA_SSRX+ GND
USB37576) GND IntA_PB_SSTX- Ira KOJIOZKa USB 3.1
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

(em. cTp. 1, Ne 7) IntA_PA_SSTX+ onD Genl noggepxnBaet ABa

oD It_PB_0-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+ nopTa.
IntA_PA_D+ Dummy
1
Aya1oKoIoaKa nepeHeit oND Jra KoJofKa
PRESENCE#
TaHe/n MIC_RET TpenHasHaYeHa
OUT_RET
(9 xonrakros, HD_ = C‘) VLS. TIOAK/TIOYEHU ST
AUDIOL1) 1‘ | |O|Q Q ayINoyCTPOICTB K
[ Tour2_t .
(cMm. cTp. 1, Ne 22) J_SENSE TiepesiHeli ayinoIaHesI.
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L
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1. Ayduocucmema 6bic0K020 paspeutenus noodepicusaem GyHKUUI0O pacnosHaaHUs
pasvema, HO 07151 € NPABUNLHOLL PAGOMbL HEOOXO0UMO, UM00GbL NPOBOO NaHenU
Kopnyca noddepicusan nepedaty cuenanos HDA. Mncmpykyuu no ycmaroske
CUCIEMbL CM. 6 ITOM PYKOBOOCINEE U PYKOBOOCIEE HA KOPHYC.

2. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee k ayouoxonooxe nepeoHe

navenu, Kak yKka3amo danee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.
B. Iooknwouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. ITooknouume nposod sazemnenusi (GND) k konmaxmy 3azemnerus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko 0715 ayouonaHen
6bic0K020 paspeuienust. Ilpu ucnonvzosanuu ayouonawenu AC97 ux nookmouams He

HYJHCHO.

E. UYmo6v axmusuposamv nepedHuti mukpodon, nepeiidume na éxnaoxy FrontMic
nawenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume

(Ipomxocmp 3anucu).

PasbeMbl /151 KOPITYCHOTO
BEHTIWIATOPA WIN
BOJISTHOV TTOMIIBI
(4-xonrtakTHbIi CHA_
FAN1/WP)

(em. cTp. 1, Ne 23)

FAN_SPEED_CONTRO
CHA_FAN_S

(4-xonrakTHbIi CHA_ GND

1
FAN2/WP) z
(em. cTp. 1, Ne 10) 4

FAN_SPEED
FAN_SPEED

4321

L
PEED

FAN_VOLTAGE

FAN_VOLTAGE_CONTROL

_CONTROL

JJaHHasA MaTepMHCKas I1aTa
OCHallleHa J1Ba 4-KOHTaKTHbIMU
pasbeMaMu I CUCTEMbI
BOJISIHOTO OX/TXKIEHMS
KOpITyca. 3-KOHTaKTHYIO
CUCTEMY BOJAHOTO OX/TaXK/[EHIs
KOpIIyca CIefyeT IOAK/IIoUaTh K
KOHTaKTam 1-3.

Pasbem BeHTHMIATOpA
OXJTKEHIS IPOLieccopa
(4 xonrakra, CPU_FAN1)
(em. cp. 1, Ne 2)

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

FAN_SPEED_CONTROL

OTa MaTepMHCKas I/IaTa CHabKeHa
4-KOHTAKTHBIM Pa3beMOM /IS
MaJIOLIyMSILEro BEHTU/IATOPA
LIII. Ecnn BB cobupaerech
TIOAK/TIOYNTD 3-KOHTAKTHbII
BEHTUIATOP OX/TaKACHUA
TIpo1ieccopa, MOAK/IIUaiiTe ero K
KOHTaKTaMm 1-3.

Pazpem J/IA BEHTUIATOpA

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND

VIV BOZISTHOM TTOMITBI
BOJIAHOTO OXJIQXK[€HUS
It

(4 xonTakTHa, CPU_
FAN2/WP)

(em. ctp. 1, Ne 5)

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

JlaHHasA MaTepuHCKasA IUIaTa
OCHaleHa 4-KOHTaKTHbIM
PasbeMOM I CUCTEMbL
BojsiHOTO oxymakmenus [T1.
3-KOHTaKTHYIO CHCTEMY
BOJISTHOTO OXJTXKIIEH NS

IIT cnepyeT mopgxmoyaTh K
KOHTakKTam 1-3.
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Pazbvem nutanus ATX
(24 xonrTakTa, ATXPWRI1)
(em. cTp. 1, Ne 6)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHaleHa 24-KOHTaKTHBIM
pasbemom mmranust ATX. Uto6bt
MCIOIB30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem muranus ATX,
TIOJK/IIOYNMTE €r0 BAOJ/Ib KOHTAaKTa

1 u xoHTaKTa 13.

Paswvem muranus ATX

8 n 5 OrTa MaTepuHCKas IJ1aTa

12B 000 cHabKeHa 8-KOHTAKTHBIM
(8 xonrTakToB, ATX12V1) Qoo pasbemoM muranusa ATX
(em. cTp. 1, Ne 1) ! 1 12 B. Yto6b!I 1CIIONTBb30BaTh

4-KOHTAKTHBIN

pasbem muranus ATX,

TIOJIK/TIOYNTE €T0 BJO/b

KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
Konopgka -3 = x Konogka COM1
MOCTIeI0BATEIBHOTO OPTa ZE: E % £ § MOAifIePKUBAET
(9-konTakTHas, COM1) 1 TOAIKITIOYeHYIe MOJY/IS
(M. cTp. 1, Ne 21) TIOC/IEOBATETHHOTO

nopra.
388 ¢

Komogka TPM o Ewx 10T paspeM obecrednBaeT
(17 xouraktos, TPMS1) % % s § § E § nofepKKy cucrembl Trusted
(em. cTp. 1, Ne 20) Platform Module (TPM), koTopast

crniocobHa 06ecreunThb HaIeXKHOE

ggz2d s:% g XpaHeHMe Kitoueli, indpoBbIx
& % § é: cepTuhUKaTOB, MAponeit 1
o d 2 nanubix. Cucrema TPM Taxoke

TIOBBIIIAET YPOBEHD CETEBO
6€30I1aCHOCTH, 3aLUIIAeT
111 pOBbIe UAEHTUPUKATOPDI
1 obecreynBaeT 1e7I0CTHOCTD

TIATOPMBL.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B360M Pro4, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o
Q contetido desta documentagdo estard sujeito a alterages sem aviso prévio. Caso ocor-

ram modificagdes a esta documentagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site

da ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa

principal, visite o nosso site para obter informagaes especificas sobre o modelo que estiver

utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes

suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-méde ASRock B360M Pro4 (Micro ATX Form Factor)
¢ Guia de Instalagao Répida da ASRock B360M Pro4

e CD de Suporte da ASRock B360M Pro4

¢ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

¢ 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

¢ 1 x Painel de E/S
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de ex-
pansao

Micro ATX Form Factor

Design de condensador sdlido

Suporta 8 Geraio de Processadores Intel® Core™ (Soquete 1151)
Digi Power design

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
Intel® B360

Tecnologia de memdria DDR4 de dois canais

4 x Slots DIMM DDR4

Suporta memoria DDR4 2666/2400/2133, nao ECC, sem memoria
intermedidria

Suporta médulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECQC)

Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel”

Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

2 x Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: tinico em x16
(PCIE1); duplo em x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* Se PCIE2 estiver ocupado, o PCIE4 diminuira para x2 modo.

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

2 x Slots PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)
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Graficos

Audio

LAN

Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.

Suporta graficos incorporados Intel* UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™,
Graficos Intel” UHD

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)

Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D e HDMI
Suporta configuragao com trés monitores

Suporta HDMI com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta DVI-D com resolugao méxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessirio um
monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas DVI-D e HDMI

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
dudio Realtek ALC892)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessério usar um médulo de

audio de painel frontal HD e habilitar o recurso de dudio multi-canal

pelo driver de dudio.

Suporte dudio Blu-ray superior
Suporta Prote¢do de Sobretensao
Fones de Audio ELNA

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE
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E/Sdo
painel poste-
rior

Armazena-
mento

Conector

e 1x Porta PS/2 para mouse

* 1x Porta PS/2 para Teclado

e 1 x Porta D-Sub

e 1x Porta DVI-D

e 1x Porta HDMI

e 2x Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)

e 1xPorta USB 3.1 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Protegao ESD)

e 1xPorta USB 3.1 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Protegao ESD)

e 2x Portas USB 3.1 Genl (Suporta Protegao ESD)

e 1x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

¢ Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

¢ 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte NCQ, AHCI e Conexao
a Quente*
* Se M2_2 é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_1
serd desativado.
¢ 1 x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280 médulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32
Gb/s)**
¢ 1 x Soquete M.2 (M2_2), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280 médulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2
PCI Express até Gen3 x1 (8 Gb/s)**
** Suporta Tecnologia Intel® Optane™ (M2_1 apenas)
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2

¢ 1 x Suporte porta COM
¢ 1 x Plataforma TPM
¢ 1x Intrusio do Chassi e Cabegote de Autofalante
¢ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
e 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
e 2 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
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* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP e CHA_FAN2/WP podem
detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em
uso.

¢ 1 x Conector alimentacdo ATX 24 pinos

¢ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V

¢ 1 x Conector de dudio do painel frontal

e 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 3 portas USB 2.0) (Suporta

Protegao ESD)
e 1 x Plataforma USB 3.1 Gen1 (Suporta 2 portas USB 3.1 Gen1)
(Suporta Protecdao ESD)
Fungées da e AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
BIOS e ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

e Suporte SMBIOS 2.7
¢ CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA, VCCST Multi ajuste

de tensdo
Monitor de o Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/Ven-
hardware toinhas da bomba de dgua

o Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

¢ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de 4gua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

¢ Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

e Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

* Monitoramento da tensdo: +12V; +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V

SO ¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificagoes ¢ FCC,CE
¢ Preparada para ErP/EuP (é necessiria uma fonte de alimentagdo

preparada para ErP/EuP)
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* Para obter informagées detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

A das definicées na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagio
de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade
do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele
deve ser realizado por sua conta e risco. Ndo nos responsabilizamos por possiveis danos
causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

O W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOS1) .
Jumper de 2 pinos
(ver p.1,N.2 15)

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar
os parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e
desplugue a tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa
de jumper para fazer curto dos pinos no CLRMOS]I por 5 segundos. No entanto,
nao apague o CMOS logo ap0s ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagao da BIOS, deverd primeiro
iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe
que a senha, data, hora e perfil padrao do usuério serdo apagados s6 se a bateria
CMOS for removida. Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois
de apagar o CMOS.

Q Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opgio do
BIOS "Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Suporte do painel de

sistema

(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 17) !

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers
sobre estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conec-
tores ird causar danos permanentes a placa-mae.

Ligue o botao de
alimentagio, o botdo de
reinicializagdo e o indicador
do estado do sistema no
chassi deste suporte, de

HDLED- acordo com a descri¢do
HDLED+

abaixo. Observe os pinos
positivos e negativos antes

de conectar os cabos.

PWRBITN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagao no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reini-
cializagao para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagdio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema
estiver nos estados de suspensio S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no
estado de suspensio S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel fron-
tal consiste principalmente em um botao de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um
LED de alimentagao, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar
seu médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos
correspondem de forma correta.

Intrusdo do Chassi e SPEAKER Conecte a instrusio do
DUMMY
Cabegote de Autofalante DUMl\iIY chassi e autofalante do
+5V
(SPK_CII de 7 pinos) Jee][¢) chassi a este cabegote.
(ver p.1,N.° 16) 1
I
SIGNAL |
GND
DUMMY
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Conectores série ATA3
(SATA3_0:

ver p.1, N.° 8)
(SATA3_1:

ver p.1, N.°9)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 11)
(SATA3_3:

ver p.1, N.° 12)
(SATA3_4:

ver p.1, N.° 14)
(SATA3_5:

ver p.1, N.° 13)

SATA3_4 SATA3_2

—ii—=1
SATA3_1 SATA3_0

I——1

fI—1 I——]

SATA3_5 SATA3_3

I—1

Estes seis conectores SATA3

suportam cabos de dados
SATA para dispositivos
de armazenamento
interno com uma taxa de
transferéncia de dados de
até 6,0 Gb/s.

Se M2_2 ¢ ocupado por
um dispositivo tipo M2
SATA, SATA3_1 sera

desativado.

Plataformas USB 2.0
(USB3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.°18)

(USBS5 de 4 pinos)
(ver p.1,N.219)

Ha dois cabegotes nesta

placa-mae.

Plataforma USB 3.1 Genl
(USB3_5_6 de 19 pinos)
(ver p.1,N.27)

IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX+ GND

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+ Dummy

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Ha um cabegote nesta
placa-mae. Este suporte
USB 3.1 Genl pode

suportar duas portas.

Suporte de audio do painel

frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)

(ver p.1,N.222)

1

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ ouT_RET

OJo[o] [o
o] (6] (o)

‘ [ Toura_t
J_SENSE
ouT2 R

MIC2_R

MIC2_L

Este suporte destina-se a
conexdo dos dispositivos
de dudio no painel de

audio frontal.

93



94

1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
Q deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no

nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal
de acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nio
precisa ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, v a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Chassis/Conectores da 4321 Esta placa mae fornece dois

ventoinha de bomba de conectores de ventilador do

agua FAN_SPEED_CONTROL chassis de refrigeragao a dgua
CHA_FAN_SPEED

(CHA_FAN1/WP de 4 “EAN_VOLTAGE de 4 pinos. Se vocé pretende

pinos) NP conectar um ventilador de

(ver p.1, N.2 23) refrigeragdo a agua de chassis de
3 pinos, por favor, conecte-o0 ao

(CHA_FANZ/WP de 4 1 GND Pino 1-3.
. 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
plnos) 3 FAN_SPEED
(Ver p.l, N.o 10) 4 FAN_SPEED_CONTROL
Conector da Ventoinha da Esta placa mae inclui um conec-
FAN_SPEED
CPU FAN,VOLTAGE,C(GJ:TDROL FAN_SPEED_CONTROL tor de ventilador da CPU (Venti-
(CPU_FANI1 de 4 pinos) lador silencioso) de 4 pinos.
(ver p.1,N.22) rTE— Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao Pino 1-3.
Conector da ventoinha de Esta placa mae inclui um conec-
FAN_SPEED
bomba de dgua/CPU  man.voume coNTROL| | oo coureo, toT de ventilador da CPU de
(CPU_FAN2/WP de refrigeragdo a dgua de 4 pinos.
pinos) T2 3 4 Se vocé pretende conectar um
(ver p.1,N.° 5) ventilador de refrigeragdo a dgua

da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.
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Conector de alimenta¢io
ATX

(ATXPWRI1 de 24 pinos)
(ver p.1,N.26)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagdo
ATX de 24 pinos. Para
utilizar uma fonte de ali-
mentagdo ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e
Pino 13.

Conector de alimentagao

Esta placa-mae inclui um

iml
de 12V ATX /I conector de alimentagdo de
(ATX12V1 de 8 pinos) ADDDD1 12V ATX de 8 pinos. Para uti-
(ver p.1,N.o 1) lizar uma fonte de alimentagio
ATX de 4 pinos, introduza-a
no Pino 1 e Pino 5.
Suporte da porta serial o5 - Este suporte COM1 recebe
(COML1 de 9 pinos) % E 2 E g um moédulo da porta serial.

(ver p.1,N.221)

G
RRXD1

CCTS#1
DDSR#1
DDTR#1

Suporte TPM
(TPMSI1 de 17 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

:

GND

SERIRQ #
S_PWRDWN #
GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
ano

Este conector suporta um sistema
com Médulo de Plataforma Con-
fidvel (TPM), que pode armazenar
com seguranga chaves, certifica-
dos digitais, senhas e dados. Um
sistema TPM também ajuda a
melhorar a seguranga de rede, a
proteger identidades digitais e a
garantir a integridade da plata-

forma.
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1 Giris
ASRock'in zorlu kalite kontrol siireglerinden ge¢mis olan ASRock B360M Pro4

anakartini satin aldiginiz igin tesekkiir ederiz. Saglam tasarimi ile ASRock'in kalite ve

dayaniklilik taahhiidiine uygun sekilde mitkemmel performans saglar.

Ana kart ozellikleri ve BIOS yazilim giincellenebileceginden, bu belgenin icerigi herhangi

Q bir bildirimde bulunulmaksizin degistirilebilir. Bu belge iizerinde herhangi bir degisiklik
yapilmas: durumunda, giincellenmis siiriim, herhangi bir bildirim yapilmaksizin
ASRock'in web sitesinde yer alacaktir. Bu ana kartla ilgili olarak teknik destek almak
isterseniz, liitfen kullandiginiz model hakkinda ozel bilgiler iin web sitemizi ziyaret
edin. En giincel VGA kartlar: ve islemci destek listesini de ASRock'tn web sitesinde
bulabilirsiniz. ASRock'tn web sitesi http://www.asrock.com.

1.1 Ambalaj icerigi

e ASRock B360M Pro4 Anakarti (Micro ATX Form Faktorii)
¢ ASRock B360M Pro4 Hizli Kurulum Kilavuzu

e ASRock B360M Pro4 Destek CD'si

e 2 tane Seri ATA (SATA) Veri Kablosu (Istege Bagl1)

e M.2 Yuvalari i¢in 3 tane vida (Istege Bagl)

¢ 1 tane G/C Paneli Kalkan1
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1.2 Ozellikler

Platform

islemci

Yonga
kiimesi

Bellek

Genisletme
Yuvasi

Micro ATX Form Faktorii

Yekpare Kapasitor tasarimi

8. Nesil Intel® Core™ Islemcileri (Yuva 1151) destekler
Digi Giig tasarimi1
Intel” Turbo Boost 2.0 Teknolojisini destekler

Intel® B360

Cift Kanalli DDR4 Bellek Teknolojisi

4 tane DDR4 DIMM Yuvasi

DDR4 2666/2400/2133 ECC olmayan, arabelleksiz bellek destekler
ECC UDIMM bellek modiillerini destekler (ECC dis1 modda
caligir)

En fazla sistem bellegi kapasitesi: 64 GB

Intel® Ustiin Bellek Profili (XMP) 2.0 destekler

DIMM Yuvalarinda 15 p Altin Temas

2 tane PCI Express 3.0 x16 yuva (PCIE1/PCIE4: x16'da (PCIE1)
tek; x16'da (PCIE1) / x4'da (PCIE4) cift)

* PCIE2 yuvast doluysa, PCIE4 x2 moda indirgenir.
* Onyiikleme diskleri olarak NVMe SSD destekler

2 tane PCI Express 3.0 x1 yuva (Esnek PCle)

AMD Quad CrossFireX™ ve CrossFireX™ destegine sahiptir
1 tane M.2 Yuva (Tus E), tip 2230 WiFi/BT modiilii ve Intel®
CNVi'yi destekler (Entegre WiFi/BT)
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Grafikler

Ses

LAN

Intel® UHD Graphics Dahili Gorselleri ile VGA ¢iktilari, yalnizca
GPU entegre edilmis islemciler ile desteklenir.

Intel® UHD Graphics Yerlesik Gorsellerini destekler: AVC, MVC
(S3D) ve MPEG-2 Full HW Encodel, Intel* InTru™ 3D, Intel® Net
Video HD Teknolojisi, Intel® Insider™, Intel” GHD Graphics ile
Intel® Quick Sync Video

DirectX 12

HWA Kodlama/Kod Coézme: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bit,
HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (yalnizca Kod
Cozme), MPEG2, MJPEG, VC-1 (yalnizca Kod Cozme)

Ug grafik ¢ikist segenegi: D-sub, DVI-D ve HDMI

Uglii Monitor Destegi

En fazla 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz ¢oziiniirlige kadar HDMI
destekler

En fazla 1920x1200 @ 60 Hz ¢oziiniirlitkle DVI-D destekler
1920x1200 @ 60Hz'ye kadar ¢oztniirlikle D-Sub islevini destekler
HDMI Baglant: Noktasiyla Otomatik Dudak Senkronizasyonu,
Derin Renk (12bpc), xvYCC ve HBR (Yiiksek Bit Oranli

Ses) ozelliklerini destekler (Uyumlu bir HDMI monitorii
kullanilmalidir)

DVI-D ve HDMI Baglant: Noktalariyla HDCP destekler

HDMI baglant1 noktasiyla 4K Ultra HD (UHD) kayittan yiirtitme
destekler

Igerik Koruma Ozelligi ile 7.1 CH HD Ses (Realtek ALC892 Ses
Codec Bilegeni)

*7.1 CH HD Ses yapilandirmast igin, bir HD 6n panel ses

modiiliiniin kullanilmasi ve ¢ok kanalli ses 6zelliginin ses siirticiisti

araciligiyla etkinlestirilmesi gereklidir.

Ustiin Blu-ray Ses destegi
Asir1 Gerilim Korumasini destekler
ELNA Ses Kapaklar1

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Yerel Ag Uzerinden Agmay1 destekler

Yildirim/ESD Korumasini destekler

Enerji Verimliligine Sahip Ethernet 802.3az islevini destekler
PXE ozelligini destekler
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Arka Panel
G/C

Depolama

Baglayia

¢ 1 tane PS/2 Fare Baglant1 Noktas1

¢ 1 tane PS/2 Klavye Baglant1 Noktas:

¢ 1 tane D-Sub Baglant: Noktas:

¢ 1 tane DVI-D Baglant: Noktas1

¢ 1 tane HDMI Baglanti Noktas:

e 2 tane USB 2.0 Baglant1 Noktas: (ESD Korumasini destekler)

e 1 tane USB 3.1 Gen2 Tip A Baglant1 Noktas1 (10 Gb/sn.)
(ESD Korumasi Destekler)

e 1 tane USB 3.1 Gen2 Tip C Baglant1 Noktas1 (10 Gb/sn.)
(ESD Korumasi Destekler)

e 2 tane USB 3.1 Genl Baglant1 Noktas: (ESD Korumasini
destekler)

¢ 1 tane RJ-45 LAN LED'e sahip Baglant1 Noktas: (ACT/LINK LED
ve SPEED LED)

e HD Ses Girisleri/Cikiglari: Hat Girisi / On Hoparlér / Mikrofon

e 6 tane SATA3 6,0 Gb/sn. Baglayici, NCQ, AHCI ve Tak Cikar*

destekler
* M2_2 bir SATA tipi M.2 aygit1 tarafindan kullaniliyorsa,
SATA3_1 devre dig1 birakilacaktir.

e 1 tane Ultra M.2 Yuvas: (M2_1), M Key 2230/2242/2260/2280
tip M.2 Gen3 x4 (32 Gb/sn.) degerine kadar M.2 PCI Express
modiiltinii destekler**

e 1 tane M.2 Yuvast (M2_2), M Key 2230/2242/2260/2280 tip M.2
SATA3 6,0 Gb/sn. modiiliini ve Gen3 x1 (8 Gb/sn.) degerine
kadar M.2 PCI Express modiiliinii destekler**

** Intel® Optane™ Teknolojisini destekler (yalnizca M2_1)
** Onyiikleme diskleri olarak NVMe SSD destekler
** ASRock U.2 Takimini destekler

1 tane COM Baglant: Noktas1 Baglantisi

e 1 tane TPM Baglantist

¢ 1 tane Kasa Yetkisiz Erisim ve Hoparlér Baglantist

e 1 tane Islemci Fan1 Baglayici (4 pimli)

* Islemci Fan1 Baglayicy, en fazla 1 A (12 W) fan giiciinde islemci fant
destekler.

e 1 tane Islemci Bagli/Su Pompali Fan Baglayici (4 pimli) (Akalli
Fan Hiz1 Kontrolii)
* Islemci Bagli/Su Pompali Fan, en fazla 2 A (24 W) fan giiciinde su

sogutmali fan destekler.
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Ozelligi

Donanim
Monitori

isletim
Sistemi

Onaylar
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2 tane Kasa Bagli/Su Pompali Fan Baglayicilar (4 pimli) (Akalli

Fan Hizi Kontrolii)

* Kasa Bagli/Su Pompali Fan, en fazla 2 A (24 W) fan giicinde su

sogutmali fan destekler.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP ve CHA_FAN2/WP, 3 pimli

fanin mi yoksa 4 pimli fanin m1 kullanimda oldugunu otomatik

olarak algilayabilir.

1 tane 24 pim ATX Giig Baglayicist

1 tane 8 pim 12 V Giig Baglayicist

1 tane On Panel Ses Baglayicist

2 tane USB 2.0 Baglantis1 (3 USB 2.0 baglanti noktasini destekler)
(ESD Korumasini destekler)

1 tane USB 3.1 Genl Baglantis1 (2 USB 3.1 Gen1 baglant1
noktasini destekler) (ESD Korumasini destekler)

Cok dilli kullanici araytizii destegiyle AMI UEFI Legal BIOS
ACPI 6.0 Uyumlu uyandirma olaylar:

SMBIOS 2.7 Destegi

CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA, VCCST Gerilimi
Coklu Ayarlama

Sicaklik Algilama: Islemci, Islemci Bagl/Su Pompaly, Kasa Bagly/
Su Pompali Fanlar

Fan Devirdlcer: Islemci, Islemci Bagli/Su Pompali, Kasa Bagli/Su
Pompali Fanlar

Sessiz Fan (Islemci sicakligryla otomatik ayarlanan kasa fani hiz):
Islemci, Islemci Bagly/Su Pompal, Kasa Bagli/Su Pompali Fanlar
Fan Coklu Hiz Kontrolii: Islemci, Islemci Bagli/Su Pompali, Kasa
Bagli/Su Pompali Fanlar

KASA ACIK algilamas:

Gerilim izleme: +12V, +5V, +3,3V, Islemci Vcore, DRAM,

PCH 1,0V

Microsoft® Windows® 10 64 bit

ECC, CE
ErP/EuP igin hazir (ErP/EuP igin hazir gii¢ beslemesi gereklidir)
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* Detaylt iiriin bilgisi icin liitfen web sitemizi ziyaret edin: http://www.asrock.com

A

Liitfen, BIOS ayarlarim diizenleme, Bagimsiz Hiz Asirtma Teknolojisinin uygulanmast
veya tigtincii taraf hiz asirtma araglarinin kullanilmas: da dahil olmak tizere tiim hiz
agirtma islemlerinin belirli bir risk tasidigim unutmaym. Hiz asirtma, sisteminizin
dayamikliligin etkileyebilir, hatta si inizde yer alan bilesenlere ve aygitlara zarar
verebilir. Bu, riski ve masraflari size ait olmak iizere gerceklestirilmelidir. Hiz asirtmadan
dogabilecek zararlar k

q 7

sorumlu agiz.

Tiirkce
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1.3 Baglanti Teli Kurulumu

Cizim, baglant1 tellerinin kurulumunu gostermektedir. Tel kapagi, pimlerin tizerine
yerlestirildiginde, tel "Kisa" olur. Pimlerin tizerinde tel kapagi bulunmadiginda, tel
"Agik" olur.

O W

Short Open

CMOS Temizleme -

Baglant: Teli . . .
2 pimli Baglant: Teli

(CLRMOS1)

(bk. s.1, No. 15)

CLRMOSI, CMOS verilerini temizlemenizi saglar. Sistem parametrelerini
temizlemek ve varsayilan kurulum ayarlarina sifirlamak igin, litfen bilgisayar1
kapatin ve gii¢ kablosunu gii¢ beslemesinden ¢ekin. 15 saniye bekledikten sonra,
CLRMOSI iizerindeki pimlere 5 saniye boyunca kisa devre yaptirmak igin bir
atlama kapagi kullanin. Ancak, CMOS'u liitfen BIOS'u giincelledikten hemen
sonra temizlemeyin. BIOS'u giincelledikten hemen sonra CMOS'u temizlemeniz
gerekirse, once sistemi baglatin ve ardindan CMOS temizleme islemi 6ncesinde
yeniden kapatin. Sifre, tarih, saat ve varsayilan kullanici profilinin yalnizca CMOS
pili ¢ikarildiginda temizlenecegini liitfen unutmayin. Liitfen CMOS'u temizledikten

sonra atlama kapagini ¢ikarmay1 unutmayin.

(‘Q CMOS'u temizlerseniz, kasa agik uyarisi alabilirsiniz. Onceki kasa yetkisiz erigim
durumu kaydini silmek icin liitfen BIOS durumunu "Durumu Temizle" olarak belirleyin.
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1.4 Yerlesik Baglantilar ve Baglayicilar

Yerlesik baglantilar ve baglayicilar baglant: teli degildir. Baglant: teli kapaklarint bu
baglant: ve baglayicilar iizerine yerlestirmeyin. Baglant teli kapaklarinin baglantilar ve
baglayicilar iizerine yerlestirilmesi ana karta kalici hasar verebilir.

Sistem Paneli Baglantist PLED+ Giig anahtarini baglayin,
(9 pimli PANEL1)
(bk. s.1, No. 17)

kasa tizerindeki anahtar ile
sistem durumu belirtecini

agagidaki pim diizenine

gore sifirlayin. Kablolar:

HDLED-

HDLED* baglarken pozitif ve negatif
pimlere dikkat edin.
PWRBIN (Gii¢c Anahtari):
Gii¢ anahtarini kasa 6n paneline baglayin. Gii¢ anahtarim kullanarak sisteminizi kap-

atma seklini yapilandirabilirsiniz.

RESET (Stfirlama Anahtar1):
Stfirlama anahtarim kasa 6n paneline baglayn. Bilgisayarn kilitlenmesi ve normal

sekilde yeniden baglatil halinde reset (sifirla) diigmesine basin.

PLED (Sistem Gii¢ LED'i):

Kasa on panelindeki gii¢ durumu gostergesine baglayin. Sistem ¢alisirken LED 15181
yanacaktir. Sistem S1/S3 uyku durumundayken LED 15181 yanip soner. Sistem S4 uyku
durumundayken veya kapaliyken (S5) LED 1511 soner.

HDLED (Sabit Disk Etkinlik LED'i):
Kasa on panelindeki sabit disk etkinlik LED'ine baglayin. Sabit disk veri okurken veya
yazarken LED 15131 yanar.

On panel tasarimi kasaya gore degisiklik gosterebilir. Bir on panel modiilii, temel olarak
bir gii¢ anahtart, sifirlama anahtari, giic LED'i, sabit siiriicii etkinligi LED'i, hoparlér
gibi birimlerden olusur. Kasamizin on panel modiiliinii bu baglantiya takmadan once,
kablo diizenlemeleri ve pim diizenlemelerinin diizgiin sekilde yapildigindan emin olun.

Kasa Yetkisiz Erigim ve SPEAKER Liitfen kasa yetkisiz erigim
Hoparl6r Baglantist DU,\,?,\LAJy TY ve kasa hoparlériinii bu
(7 pimli SPK_CI1) +g Cl) baglantiya takin.
(bk. s.1, No. 16) .

|

SIGNAL |
GND
DUMMY
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Seri ATA3 Baglayicilar = < Bu alt: SATA3 baglayicisy,
(SATA3_0: [ g veri aktarim hiz1 6,0 Gb/sn
bk. s.1, No. 8) =] & degerine kadar olan déhili
(SATA3_1: 1] ;l depolama aygtlar: igcin SATA
bk. s.1, No. 9) [ E veri kablolarini destekler.
(SATA3_2: = @ M2_2 bir SATA tipi

bk. s.1, No. 11) M.2 aygit1 tarafindan
(SATA3_3: N R kullaniliyorsa, SATA3_1
bk. s.1, No. 12) g [ [ g devre dis1 birakilacaktir.
(SATA3_4: R DI

bk. s.1, No. 14) N

(sATAS . AME

bk. 5.1, No. 13) o =3

USB 2.0 Baglantilar1 Bu ana kartta iki baglanti
(9 pimli USB3_4) vardir.
(bk. s.1, No. 18)
(4 pimli USB5) !
GND
(bk. s.1, No. 19) PP
USB_PWR
USB 3.1 Genl baglantist Vous Bu ana kartta bir baglant:
(19 pimli USB3_5_6) mm,m,sz:t :"::,:::zi vardir. Bu USB 3.1 Genl
(bk. s.1, No. 7) S i:ﬁpa,ssrx, baglantisy, iki adet baglanti
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
Inth_pA_SSTx+ oD noktasini destekleyebilir.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
On Panel Ses Baglantis N esencE# Bu baglanty, ses aygitlarinin
MIC_RET

(9 pimli HD_AUDIO1)
(bk. s.1, No. 22)

OUT_RET 6n ses paneline baglanmasi

icindir.
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Yiiksek Taniml Ses, Jak Algilama ozelligini destekler ancak bu islevin diizgiin
calisabilmesi icin kasa iizerindeki panel kablosunun HDA islevini desteklemesi
gerekmektedir. Sisteminizi kurarken, litfen kilavuzumuzdaki ve kasa kilavuzundaki
talimatlar izleyin.

2. AC'97 ses paneli kullaniyorsamz, liitfen asagidaki adimlar: uygulayarak on panel ses

baglantisina takin:

A. Mic_IN'i (MIC) MIC2_L'ye baglayin.

B. Audio_R'yi (RIN) OUT2_R'ye ve Audio_L'yi (LIN) OUT2_L'ye baglayin.

C. Topragi (GND) Topraga (GND) baglayin.

D. MIC_RET ve OUT_RET yalnizca HD ses paneli igindir. AC'97 ses paneli igin

bunlar: baglamaniza gerek yoktur.

E. On mikrofonu etkinlestirmek icin, Realtek Kontrol panelinde “FrontMic” sekmesine

gidin ve “Kayit Ses Diizeyi” ayarint yapin.
Kasa Bagli/Su Pompali Fan 4321 Bu ana kart, iki tane 4 pimli su
Baglayicilar sogutmali kasa fan baglayicisina
(4 pimli CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL sahiptir. Bir 3 pimli kasa su
(bk. s.1, No. 23) e et Tac sogutmal fan baglamay1

GND planliyorsaniz, litfen Pim 1-3'e
baglayin.
(4 pimli CHA_FAN2/WP) 1 GND
2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
(bk. 5.1, No. 10) N FANSPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL
Islemci Fan1 Baglayict FAN_SPEED Bu ana kart, 4 pimli bir islemci
(4 pimli CPU_FAN1) " O |ean_speeo_controt fani (Sessiz Fan) baglayici saglar.
(bk. s.1, No. 2) 3 pimli bir islemci fan1 baglamak
e isterseniz liitfen Pim 1-3'e
baglayn.
Islemci Bagli/Su Pompali Bu ana kart, 4 pimli bir su
FAN_SPEED

Fan Baglayici FAN.VOLTAGE_OONTROL |\ <o controL sogutmali islemci fan1 baglayici
(4 pimli CPU_FAN2/WP) saglar. 3 pimli bir su sogutmali
(bk. s.1, No. 5) T2 5 4 islemci fan1 baglamak isterseniz

litfen Pim 1-3'e baglayin.
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ATX Giig Baglayicist
(24 pimli ATXPWRI)
(bk. s.1, No. 6)

Bu ana kart, 24 pimli ATX
gli¢ baglayicisi saglar. 20 pimli
ATX gii¢ beslemesi kullanmak
icin litfen Pim 1 ve Pim 13'e

baglayin.

ATX 12V Giig Baglayicist

Bu ana kart, 8 pimli ATX

iul
(8 pimli ATX12V1) LJOO0] 12V giig baglayicisi saglar.
(bk. s.1, No. 1) ADDDD1 4 pimli ATX gii¢ beslemesi
kullanmak i¢in latfen Pim
1 ve Pim 5'e baglayin.
Seri Baglant: Noktasi <% 5B Bu COMI1 baglantisi seri
Baglantisi E £ ?: £ 8 baglant1 noktas1 modiiliinii
(9 pimli COM1) 1 destekler.

(bk. s.1, No. 21)

i

CCTs#1

DDSR#1

DDTR#1

RRXD1

TPM Baglantis
(17 pimli TPMS1)
(bk. s.1, No. 20)

GND

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ans

Bu baglayici, anahtarlar, dijital
sertifikalar, sifreler ve verileri
giivenli bir sekilde saklama 6zelligi
bulunan Giivenilir Platform
Modiilii (TPM) sistemini destek-
ler. TPM sistemleri, ayni zamanda
ag glivenliginin artirilmasi, dijital
kimliklerin korunmas: ve platform
biitiinliigiintin saglanmasina da

yardimci olur.
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InTru™ 3D, Intel® Z-2] ©] B]t] 2 HD 7] % , Intel® Insider™,
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DirectX 12
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Short Open

Clear CMOS % ¥

(CLRMOS1) rdAs
(sl A] 154 5 32

CLRMOS1 & A}-4-3}o3 CMOS ol A5 dlo] B & 2] 2 5= gl5 T} A
| dell e & 2o v e A o R 2o]sslei A E

5 AYGTFAA] A A HHH“ *1& 15 % 5t 7ok
CLRMOS1 ¢] AE<5

ol &= CMOS & A}A| 312] nk4] Al

o
2
Ao A9, A4 /‘liﬁg% %%ﬂ%ﬂ}f’lﬁ’—i"é o] ES 83 ok

w
W
>,
o
o
)

r
>

A A A 2 H’SLIEP.CMO
49l AL AANAA L.
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TR

DirectX 12

HWA II—R/73—R: AVC/H.264.HEVC/H.265 8- E k.,
HEVC/H.265 10- 7 h, VP8, VP9 8- B b VP9 10- B I (T
I—RDFH ), MPEG2, MJPEG, VC-1 ( 72— RDH )
3DDT T T4 I AMITAT T2 . D-Sub, DVI-D, HDMI

3 BHDEZZ—ITHG

HDMI S, FARARSEE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
DVI-D IR, SRR 1920x1200 @60Hz

D-Sub (i, ARG 1920x1200 @60Hz

HDMI R—h~CTA—RI T2 7 T4 —7HF—12bpc).
xvYCC, BT HBR(FH L FL—bA—F ¢ A)NHt IS (HDMI
THREZA—DRHETT)

DVI-D ;R—h & HDMI JR— "€ HDCP I} )i

HDMI 3R— R C 4K Ultra HD (UHD) F4E IS0

7.1 CHHD A —F ¢4, a7V a57a f1& (Realtek
ALC892 A —F A a—Tw7)

*7.1 CHHD A —T (A2 ET % 728Icld HD 712 k)b
DA —TAZA T a— )V EHH L A—T A RIANZE LT
WFFx 2 I A—T o A ERE AN T B0 ENHOE T,

TLRT LT =LA -F—F - fi—b
H— DRI
ELNA #A—FAar 724

FHEw ~ LAN 10/100/1000 Mb/s

75 PHY Intel® 1219V

Wake-On-LAN (V.17 > F)ICHIG

B/ EFEEXUNCEE (BSD) fRAEIC I

I RIVF—FROK A= 2 b 802.3az 2 R—1
PXE 7t R—h



B360M Pro4

UZINRIVIO  « 1xPS2TAR—k
o 1xPS/2 F—HR—FK—h
o 1xD-Sub R—Fh
« 1xDVI-D:R—F
« 1xHDMI R—h
o+ 2x USB 2.0 R— b (FFEXUREE (ESD) LRFE IR IS)
« 1xUSB 3.1 Gen2 Type-A F—h (10 Gb/s) (FEE %7 (ESD)

TRAEICHIE)
+ 1xUSB 3.1 Gen2 Type-C —h (10 Gb/s) (F#FE XU (ESD)
TRAEICHIE)

« 2xUSB 3.1 Genl A — b (f#E %UilE (ESD) FRAEIC KT I
o LED {i/¥ 1 x RJ-45 LAN ;R—k (ACT/LINK LED & SPEED

LED)
o« HDA—T4 AT v w7 : A4 AY | TV AE—H— /<
A7
ARL—Y « 6xSATA3 6.0 Gb/s I% 7 X NCQ.AHCI BL UKy hT55

FERBICOHIS *
* SATA ZA T M2 T/INA AT M2_2 ZEHLTOB551E.
SATA3_1 IFIRNICIRDE T,

o 1xUltraM2 V7 v (M2_1).MKey ZA 7
2230/2242/2260/2280, Fx K Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD M.2 PCI
Express B2 —)UITHH G

o 1xM2 V7w M2 _2)M Key 21 7 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s BV a—)l, BX U I K Gen3 x1 (8 Gb/s) £ T
D M.2 PCI Express &/ 2 —JUITH G **

** Intel® Optane™ 727/ T —I RS (M2_1 D)
BT A2 & LT NVMe SSD IS
** ASRock U.2 F MRS
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aAXRIZ

BIOS #4HE

N—F2zI7%E
-

1x COM R—h\wH—

1x TPM N\ X —

Ix Y=Y A VM=V 3 e A —H— R —
1xCPU 77>aA%IZ(4EY)

*CPU 77 ARTRIIIRAK 1A (12W) DFE SO CPU 77 /I Ht
IHLET,

1x CPU/ UA—R—KRTT7aAxIR (4 EY) (AR—+T
7 > R lE)

* CPU/ U A —R— R T T 7 NEEK 2A (24W) DD 4 —
R——F =W LE T,

2x VY= | TA—R—=R T T AXRIRZUEY) (A —
77 2 E I

* U= | U —R—IR T T 7 NI K 2A 24W) DI
F—=R—=—=F—=IHIELET,

* CPU_FAN2/WP,CHA_FAN1/WP 35& (' CHA_FAN2/WP I3 3
VERIG 4TI UMEREINTO RN E I HEIRHTE
EX®

1x24 B2 ATX BIRIAR T X

1x8 ¥ 12V EFIRIH

1 x Wi SRV A—T oA a0 T R

2x USB 2.0 \wA—(3 DM USB 2.0 K— MIHhis) G &L
5 (ESD) TR IL)

1x USB 3.1 Genl & —(2 D USB 3.1 Genl R—MIHHIE))
(S (BSD) HEITHHE)

AMI UEFI Legal BIOS. £ 5 ifi GUI YR — M &

ACPI 6.0 YL 2 AT T ANV b

SMBIOS 2.7 }R—h

CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCSA, VCCST L~ IVF
AR

Mg CPUCPU/ UA—R—K T v — |
F—R—=RT T

T7YRIAA—R : CPU,CPU/ VA —R—RU T v — |7
F—R—=RT T

577> (CPU IREIHE > Ty v —¥ T 7 VRS 7 HEE
#): CPU, CPU/ WA —R—RU T, v — | I —R—KY
I

77 IVFEE R : CPU, CPU/ WA —R—RY T ¥y —
VI IF—R—KRT T



RiE

B360M Pro4

o r— AR
o B 412V, 45V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, PCH 1.0V

o Microsoft®” Windows® 10 64-bit

« FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP XS d IR ARG REE DAL T )

* B RIS DU T, 2 fE D 7 e &R 7E &0 s http://www.asrock.com

A

BIOS ZEEDFEE, 7> XA FA—/N—2 0y 572/ 10— D, —F/N—7r
DA —IN—=2 0 =)V DG E" G, A —N— 2Ty DICid, —EDYXY
ZHEOET DTS IEE A== 090G EE SR TLDNEIEIC o7
D, ZXRTLDIA K=K FRTINT IR TS CEDBVFE S, CEH P DEF
Tl 1o TIEE N JE#E Tl A== T VL BIIRDENTIF A aE T D
TS TRESESN,
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13 v UN—BFE

COATANE, Vv I—DRE ST RLTOET, Vv S—Fv v T HRE Y
W ESTVBE Dy =3 a— T Iy /8 —F 1y THE NS>
TWIEWEARIZ. Vv =3 A =T T,

O W

Short Open

CMOS 7V 7V v /78—

(CLRMOS1) Q¥ T I8—
(p.1.No. 15 /)

CLRMOS1 Z{#>T CMOS NDT—X &7V 7 TCEET,ZUT7 LT T 74V
RIEICV AT LISTA =2 =72ty b F3I1CiE, AV Ea—2—DFEFEZYD,
BFENSERI— R 2N TIZE W15 B> TS, v 8—Fr v/
ZHH LT CLRMOSI DY 7% 5 s a—hERE T, 7272 L. BIOS 277
T TF—hRUTzE&IC, CMOS Z7V 7 LW TLIZEWBIOS 777 77— MMk,
CMOS Z7V7§ 2RENH UL, RNV AT LB L, Zhh 5 CMOS 7
U777y ayEBITHRNC Y vy bR UL E WS S AT — R A i 2 —
P—DF 74V T T 74 )%, CMOS OFEUFRLD I LI D F: T E
INBTEICTHERELEZZWVCMOS 27V T LI T Vv 2 /8 —Fvy T 7z i
FIOILTLIEEL,.

T2 I—23 2 R TR R G 2 T B ICIE BIOS 47725 2 7 5 Clear Status

Q CMOS #2179 8L, r—XDFFALBAIZENE S EDBDFE T, IUFTDAr—>
(RT—RRXDIHE) | T L TS/ES 0,



VAT LISV A —
(9 ¥/ PANEL1)
(p.1.No. 17 ZR)

14 FoiR—FKDOAy A —Laxry 4

A R— RN K=, TR RG> 2/ S—Tld B DEE Ao CHENY X —ETR
DRINGZA 2/N—Fdr oy TR N TLEE N X =B L VAR HIE T
SN—Fpw THEEBE, NP =R — RICHPERED S CEDBDET,

PLED+
PL|

EIFAAy F ki L,
AAyF 2V U T
RLOEED M TIiE-
T oY —YDVATLA
T—RAFRRT VT2
DNy E =ty LE
T =TT 5 E
T B+ —ic
KD TLIZEW,

ED-
PWRBTN#
GND

GND
RESET#

HDLED-
HDLED+

PWRBTN (FEWR A F):

S — R NIV DEPER A FASPERE L TSIES 00 BIER 1 FZfEHL T,
SRTLES TSI BIEEFETEET,

RESET(V&vFR1F):

S =R N R D)y PR A FACHE G L TLIEE A B — K =T
J—=X'U7eD), 15D EEE) & T TELVIFEICH, VY FX1y FEHLT,
I —X—F I F T,

PLED (X 7L LED)

S — R NRIVDEYPIR T— XA > —Z— ISR LTS S X T
ABBIHE, LED D55k LE TS SR TLH S1/53 RV — T IKEEDHF A1 13, LED
1SR E T o SR TLD $4 R —TIRREE 7= 1d & A7 (S5) D& Fici,
LED (34 7T,

HDLED ON—FRZ4 7727 ¢E7¢ LED) :
Sy =R NFIVDIN—FRZ 4770 71 €T LED I L T<7E &0 /N —
RRS 47 D7 — X250 h D F 7 ld 2 E AR IS, LED 134 NE%DF T,

I NSRRIV T A NE, S = do T B S EDBDFE T, HilE N7 ILE
P2 —)Ud FICEIRR A F Uty X1y I BIFLED. ) N—FFZ14 77071
E'Sr LED, RE——%ED SHEESNE T, >+ —> D N Z IV ES 2 —)k
ECDNY X =T B EICIE, BIRRDED 2Tl B2 DED L THIELS
B TOBEFMHEDPDTIZS L,

B360M Pro4

=AY —Vay
LA =T — Ay S —

(7 ¥/ SPK_CI1)
(p.1.No. 16 &)

SPEAKER N - ~ —J9>
oy V=AU —Ta
DSUVMhi'Y | LIy —I A —H—%
: TONYHZ—I PR LT
1 L7ZEW,
|
SIGNAL |
GND
DUMMY
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U7)V ATA3 AT R =] <, N5 6 DD SATA3 %
(SATA3_0: [ 2 5 2—% B 6.0 Gb/ B
p1.No. 8 B =6 oF— kTl
(SATA3_I: 1 o ARL—IFRAZD
p.1.No. 9 ZI#) [ E SATA 7 =2 —7 )V
(SATA3_2: = @ HE-FLET,

p.1.No. 11 ZH#) SATA ZA T M2 773 A
(SATA3_3: ~CE TM2_2 ZfEHLTY %85
p.1.No. 12 ZBI) g l [ g BlE. SATA3_1 I3 7x
(SATA3_4: o ==l DET,

p-1.No. 14 ZI8) :)| =[] g

(SATA3_5: E [ E

p.1.No. 13 Zi) o ==

USB 2.0 \wH— CZOXYP—HR—RIClE 2

(9 ¥ USB3_4) N DDAy Z—hVEE(FE N
(p.1.No. 18 Z[|) TVET,

(4 ¥ USB5) !
GND
B - P
(p.1.No. 19 Z) vbe bR

IntA_PA_SSRX+ GND
(p.l\ No. 7 %R\E\) GND IntA_PB_SSTX- T Iﬂiﬁ”o C@ USB 3.1
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ N
IntA_PA_SSTX+ GND Genl WA — Li\ 2D0D
GND IntA_PB_D-

ItA_PA_D- IntA_PB_D+ R—+% PR—bTEF

IntA_PA_D+ Dummy

USB 3.1 Genl "\ — COYP—R—RIZiF 1
(19 ¥ USB3_5_6) MPASZZT§ZQZEL D DAY R —HEEffEN

‘3‘0

Ty SRV A—T 1 GNERESENCE# TONYR—iF. 70k
. MIC_RET . e
FA\y R — ouT_RET F—TF o F I\ A—

TAKTINA AT ki3
B1=DEDTT,

(9 ¥ HD_AUDIO1)
(p.1.No. 22 B[|)
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B360M Pro4

L N T T =g =T Sy o 2 2 T R— R L TOET D,
Q IELSBEEET B728DICid, >4 —> DNV T A V=2 HDA - R—F LT3

CEHWBTY, BIEEODZ X TLZRDFBICIE, D=2 T )N B5L T
S 2D =2 TV DIERICHE S TS/EE 0,

2. AC97 A — T A/NRIVEEIH TS EIC I RDX T2 7T, Fiiths SR A —
T AN E— IO TSTEE N,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L IC##LE T,
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IC, Audio_L (LIN) % OUT2_LIc#ZiLF T,
C. 7’—X (GND) % 7"—X (GND) IC#Z#7 L F T,
D. MIC_RET & OUT _RET (. HD & —7"13 /N L EH T I, AC'97 4 —71 7
INRIVTIE ENS 20T SuEF D DFEE Ao
E 70> A0 AR §BIC12, Realtek > N E— )17 N7 )LD FrontMic | %
TC. [ERE i ) B L T/ES 0,

Vy— | TA—2—R 4321 ZORYP—R—FRF. 220D 4
VT T ART R YIKIRT Y — 77 Ay
(4 €2 CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL RIEERLET I DT v—

) CHA_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE SIr—R— =TT 77
N BT RHAIIE EY 131

(p.1.No. 23

LTz Ew,
(4 ¥ CHA_FAN2/WP) 1 enp
(p.1.No. 10 B ol
4 FAN_SPEED_CONTROL
CPU 77 >VaAXRT R COXP—R—RiF 4V
(4 ¥ CPU_FAN1) -/ OesCn | |pvseee_contror Cpy 7y (FiE T 7)Y
(p.1.No.2 ZIR®) ZMEEfFENTOET,3 B
e D CPU 77tk d 54
I BV 13 ICR LT
T,
CPU/ VA —R—RVTT COXP—R—RiF 4 L2k
7YARIH e voumase couTioL [ o WHI CPU 77V AR
(4 ¥ CPU_FAN2/WP) fiEhTVET,3 0D CPU
(p.1.No. 5 ZI) T IKIBHT 7 2 7 ikt S Y5
I B 13 icfER LTlE
X0,
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e ZORYP—R—RiF 24 L~
ATX BRI 22X
NTVET,20 KD ATX
EBRZEHT 5T BV 1
LB ICHEDbETERLTL

ATX BIRIAR TR
(24 ¥~ ATXPWRI1)
(p.1.No. 6 ZR)

B EEW,
ATX 12V &Rax7 % 8 o s ZORYP—FR—FiEs
(8 ¥ ATX12V1) [ ¥ ATX12V Eiia 3
(p.1.No. 1 B LU e psprancugs,
4 0 ATX BIFZ
JE R R el i R P
BhETHRLTIEE
AN

T COM1 N\ R —F>
V7 )ViR—hEYa—)V
B R—hLET,

ST VK= Ay R —
(9 ¥~ coM1)
(p.1.No. 21 ZR)

RRI#1
RRTS#1
ND
TTXD1
DDCD#1

G
RRXD1

CCTs#1
DDSR#1
DDTR#1

TPM N\ A — Le . e COART RIS T ATV R
(17 ¥ TPMS1) 57 2TSYEY FybI4—LEV2—IL(TPM)

VAT LY R—RU 3L TV
ZOVEEIAREE RAT— R, F—%
TRERIRETZHENTEE
FoTPM VAT LIE &z, 2w b
T—0YFa) T4 T
2OVREHEZ R#EL, T Fy b
TA =Lt 2R L E T,

(p.1.No. 20 %)

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN
anos

SMB_CLK_MAIN
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B360M Pro4

1 &

JES T 5K AR B B360M Pro4 M7 » 1K AR B — DT 14 R AR R e A 1
PEREFTSERI M o EIRMEAT & 16 B TR AN AN A TERIRS RS A S BERE ©

Q HITFEBHEF] BIOS EAFFIFECERT + KU + XIS AIZ ATREARERT BB
RTSFITEH] o WIRR S FEATIEZL » T EFTHIR AR AT 7 ZE A |- -
HAN T FINHTTEA ° WIFETHEL I FPAFATEEARZFF » 5 IRH A THT
P LIEE T REFTHZ AT B, o Bt ] LITE £ 00k [ HEFIRET VGA -+
CPU 55515 o HEZPNi5 http.//www.asrock.com °

1.1 8%FR

o "% B360M Pro4 FH% (Micro ATX HUE )
o £ B360M Pro4 PR

o 1EHZ B360M Prod 43¢ E

o 2x Hi1T ATA (SATA) ¥EL (3£0)

o 3xiBs (HE M2 IEEEGER ) ()

« 1x1/O MR
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1.2 }t&

EE o Micro ATX #lF& R ~T
o FRER ARSI

CPU o A 8 X Intel” Core™ AbHHEZS (FHJE 1151)
» Digi Power design
« 7FF Intel® Turbo Boost 2.0 F A<

BHE « Intel® B360
A#HE « YB3 DDR4 NTERA

« 4xDDR4 DIMM 1#

« 37 DDR4 2666/2400/2133 3 ECC * FELR I NTF
« ¥ ECC UDIMM WTFEHR (FE ECC IERIRIE)
. TRAGNFRAEE : 64GB

« =ZFF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« DIMM f@fE 15 u Efil

E ] « 2x PCI Express 3.0 x16 1# (PCIE1/PCIE4: . - x16 (PCIE1) ;
W - x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))
* A5 PCIE2 A % b5 » PCIE4 J5F# 40 2 x2 185K o
* 37 FE NVMe SSD FAIERS 0%
« 2x PCI Express 3.0 x1 f#§ (Flexible PCle)
o FF AMD Quad CrossFireX™ [ CrossFireX™
o 1xM.2 Socket (Key E) » 7257 2230 WiFi/BT A Intel®
CNVi ( %A% WiFi/BT)
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LAN

B GPU SR I HE 234 S FF Intel® UHD Graphics N E 14X
f VGA i o

2 FF Intel® UHD Graphics PAIE AN : Intel® {35 R 2445 -
¥H AVC ~ MVC (S3D) Fll MPEG-2 Full HW Encodel * Intel®
InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD K ~ Intel® Insider™ ~
Intel®* UHD Graphics

DirectX 12

HWA 4t / fi#35 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~ HEVC/
H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ( {XAZS ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( {Xfi#tH )

3 NEEHi % : D-Sub ~ DVI-D Al HDMI
YR =B 5T

S FF HDMI » e K HEZR Al iE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
4 DVI-D » 60Hz A K HEZRIE 1920x1200

2 FF D-Sub > 60Hz I AR HESIE 1920x1200

3BT HDMI Sl (FREFEEH) HDMI ZoRes) ZFF Auto Lip
Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Fll HBR ( =i Z5 &4l )
J#1t DVI-D 1 HDMI U7 157 HDCP

SHIT HDMI B [ 355085 4K @ &1E (UHD) #57

HENERIFTIRERT 7.1 CH EHE & (Realtek ALC892 E 4l
URERD B )

< BCE 7.1 CH EE S » 7 6 F vE0is i i R A
PRBKENTE R IF F % s E S D RE ©

{LJT Blu-ray H I
R
ELNA B

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V

% FF Wake-On-LAN ( [®{_E-1fi )
FFFFEH /ESD {47
TRFERERLLIR 802.3az

FFf PXE
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jamE#R 1/0

it

0o

« 1xPS/2 Ebrtind

o 1xPS/2 B0

o 1xD-Sub Ui

« 1xDVI-D i

« 1x HDMI [0

« 2xUSB 2.0 Wi I ( S74F ESD {#47)

o 1xUSB3.1Gen2 A AR (10 Gb/s) (S7EF ESD {#47)

« 1xUSB 3.1 Gen2 C FAMIHIT (10 Gb/s) (37FF ESD 1#4)

« 2xUSB 3.1 Genl ¥l ( 745 ESD #£4)

« 1xRJ-45LAN Uil » # LED (ACT/LINK LED # SPEED
LED)

o EE EHETL - BRI / I e 1 X

« 6xSATA3 6.0 Gb/s B[ » SZF NCQ ~ AHCI FIFAS *
“HNER M2_2 1 SATA 1 M.2 %4 ] » SATA3_1 5 ZEH -

o 1x % M2 0 (M2_1) > 3 M Key 227
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express f&l (5 Gen3 x4 (32
Gb/s)) **

o 1xM2 0 (M2_2) » 3HF M Key 27 2230/2242/2260/2280
M.2 SATA3 6.0 Gb/s TR M.2 PCI Express £ (55 Gen3
x1 (8 Gb/s)) **

> FHF Intel® Optane™ FA ({Y M2_1)
o 37 4% NVMe SSD B Eh4E
> TFHEE U2 B

« 1x COM B 1823k

« 1x TPM #fH

o 1x HIFEE AR 2 B2

« 1xCPU KR (4 %)
* CPU MU S Ff B 1A (12W) TH2RI CPU MU e

« 1xCPU/ KFENREED (4%1) (CEEEXEE PR
* CPU/ /KEE XU SRR i 2A (24W) THERI /KGR ©

o 2x MLFE /KR EERT (4 %) CERREXUSEEEIEH))
“HURE / KR RS B 5 2A (24W) THERHIZKIG XU

* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP 1 CHA_FAN2/WP F] LLEH Zf)
RN 3 ETBAIEY 4 HRIXUG 2 A TEH -

o 1x24%F ATX HIFEEC

o 1x8%T 12V HLJFEE

o 1 x AHEIR S8



B360M Pro4

BIOS Th&E
HR

Wi

BRERG

NE

2x USB 2.0 ##M (7£F 3 4> USB 2.0 il » = £F ESD ££477)
1x USB 3.1 Genl £l (S7#F 2 4~ USB 3.1 Genl Ui » S7#F
ESD {4)

AMI UEFI Legal BIOS » Z#f%1EF GUI

ACPI 6.0 FANMREE S

SMBIOS 2.7 37

CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCIO ~ VCCSA ~ VCCST HL[%
EEN

HREERN : CPU ~ CPU/ K% ~ LA / KR XU

KUFFSE T : CPU ~ CPU/ KR ~ 1A / IR XU

e Nm (IR¥E CPU 1R BB A XGRS )  CPU
CPU/ 7K3E ~ HLFE 1 KRG

K2 MR B EH - CPU ~ CPU/ KZE ~ HILFE / KX
CASE OPEN (HLFEFTH) #ail

FEEWEE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~ PCH
1.0V

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP ZFF (FFEEF ErP/EuP HHLIR )
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G RIS E RN TIPS ¢ http//www.asrock.com

AT IRENEBI A F—E M » E1%1% BIOS IZE » [/ “HHEHEAR”
BEHE =TT T A © EHIFTRE 2 AAEIR AT ELE - BN RIHIA
FINZ & & PATT ST L ELEIT B8 M FIE 2R L o Fll I T2

BARERATHT T T
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B360M Pro4

1.3 BiZigE

L R AT S BBk - FFBRARIESE R R LB B - BREE “REERT - AIRX
SEERR B R Sk - Bk OTRET -

% @

Short Open
&R CMOS Bk -
(CLRMOS1) @E

- . 2 FHpkE
(ME 1T FE151)

CLRMOS1 RIFZIERR CMOS HEEE - ZUEIRAIE 255 R B

B AEFMEA 0 MEIE_EICT IR, o S 15 BJE o (HABRERIE S
CLRMOS1 _EREHIEGEE 5 7 o (B2 » iEZJ1E BT BIOS f5 Az ENEER CMOS °
WRIEFEFAENISERL BIOS FBHTGERR CMOS » ML BEhR4 » H1E<I
JEEHUTIERR CMOS #1F < 1§ » %509 ~ HIH ~ BRIFIA A BOABCE S
HIEHEIT CMOS Fth 54 & s - 0 TR cMOS JEHL FBkekig -

Q YR ETE IR CMOS » HLIEFTIT 2 A MZ] o 1515 BIOS WA “Clear Status™ (15
PRIRE) IHEESEIR T — TMIFFRANREATIER
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1.4 fREFFERIFNE O

BT LI TRBLE: - TR Bk LGIERE XL AFILEL L  FFBRECNE#E
BB T_LAF X FHCE IR ST

SRGE TR 2
(9 %t PANELL)
(LE1TT > 17 4)

IR T A EHE A - R
PR EATRRIEOT S ~ BB
TFRFRGARS T AT 1
BEIERM - fEERA
HTEIC T IEFUETIE o

PWRBTN( HEF*) :
FERERIFERTIETIR EATHIRTFSE o BTR] LU B (G IR TF S TR SR T 2

RESET( EEHFX) :
EBEIYFERTER_EATEETFS » AIRITTEYIEY] » T AITIER BRI -
HEETF XEFTE TR -

PLED( Z4HELED) :

ELEEAERTETIR AT IFSTETAT © RS HEFHRIERT » I LED JZtE ° %4
LLTE S1/S3 FERRARZSAT » e LED [N#F: o R4 T S4 FEHRIXZSBCHRAL (S5) i »
Ut LED 48K »

HDLED( ###2;&5) LED) :
ELEEFFERTEIR LHIERNE 5] LED #5AT © B IETE LU G A £+ I
LED it »

AT R IR FE TR G TS © BN F ZE I T ¢ ~ HETT
2~ HUF LED ~ EALIES) LED #5747 ~ PIFa53 o bR ERIRA R
BEUIAT » BAIRAELe 7 A FTET B P LE R TR

WUFER AFO37 7 B it Di PME’:\*:ER HIAEE AN
(7 ¥t SPK_CI1) DUMl\iIY FE SRR BB -
ST B e A +5V
(WFE 1T F16 1) STOTOTS
i [e])[e][e)
SIGN/I\L |
GND
DUMMY
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ERAT ATA3 201
(SATA3_0:

WE1T > He)
(SATA3_1:

WE1TT > o)
(SATA3_2:

WE1T 1)
(SATA3_3:

WE 1T & 12)
(SATA3_4:

WE 1T 514 )
(SATA3_5:

WA 1T 513 1)

SATA3 4 SATA3 2
[——1 [—1

—ii—=1
SATA3_1 SATA3_0

SATA3_5 SATA3_3

fI—1 I——]

XS SATA3 11304
B 6.0 Gb/s R (L
HERH N EAE R B Y
SATA ¥iffELk

AR M2_2 # SATA I M.2
1% 5 H 0 SATA3_1 451i%E
)EH °

USB 2.0 i
(9 %t USB3_4)
(17 FE18 1)

(4 #f USB5)
(1T FE191)

USB_PWR

BEEMT B 2 R -

USB 3.1 Gen1 /i
(19 %t USB3_5_6)
(MEL1T-FE7 1)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

BLFEWR A 1A -
381 USB 3.1 Genl #f#
AT LA o

AT & S0
(9%t HD_AUDIOL1)
(ME 1T FE221)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

L AERA T E s
EESEEATE SR ©
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1. BB B FFGTLIEN - (HYIFE LHTEGEL AT S 4 HDA 7 FEIE # T/E »
Q IR0 F ISR F A RS 5 -

2 WIRLEE AC'97 EHEIR » i1 IE LU T A0 B 2 T e AT
A. % Mic_IN (MIC) | MIC2_L °
B. % Audio_R (RIN) i£#%| OUT2_R * ¥ Audio_L (LIN) 1###]| OUT2_L °
C. 1415 (GND) (EEE|BEM T (GND)
D. MIC_RET ] OUT_RET H/f T &5 BN ° EAFHZEIN AC97 EHE
PELEENT -
E ZEHRIZ RN » 155 7] Realtek FEFIIIC AT “FrontMic”  (FTZ M)
AR - “Recotding Volume” (REEH) -

LA 1 KRR 1320 ERIRER 4 #KEHLE
B0 RRHECT o AR T B S 3
(4%F CHA_FANI/WP)  FAn_seeeo_conTroL SRR KRR o ST
(WF1T> H234) o vorsce | Bl 1-3 o
GND
(4%t CHA_FAN2/WP) ! eno
(W& 1T HE104) 2@2:!2;?“"”“‘”
4 FAN_SPEED_CONTROL
CPU RG] AR 4 5 CPU RS (16
(451 CPU_EANT) oo | |ravsreep conmoL 2R ES ) 2 o ARAHT EE
(ME1T> BE2 ) # 3 5 CPU NG » I EIE
ree PRI 13
CPU/ KR oo voumen conLspeeo BEEARERAE 4 Ftokim MG 2
B0 T ow || |PANSPERR-CONTROL 1 T RIS 3 B
(4 %t CPU_FAN2/WP) CPU KB N @ i HEE
(MEB1T> H54) BEERH 13 -
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ATX HLJFEEO oo 24 PR 24 51 ATX
(24 51 ATXPWR1) FRYEEZC o BA 20 £
(ME 1T Fe ) ATX HR > 1B HEHE 1

FOETR 13 fE B2 E -

ATX 12V I oo s HERURMEs S ATX 12V
(8 £ ATXI2V1) 0000 ] - R 4 5
(1T 8 14) WL arxeb - st 1

EHD 5 T -

FRATIR 2 - § It com1 R8T

(9 ¥f com1) EESE S SIS -

(ME1T - E211)

RRXD1%

CCTS#1
DDSR#1
DDTR#1

TPM £l 02 s aBEl BRI FF Trusted Platform
(17 %t TPMS1) 87 STSYEY Module (VAR

TPM) SRYE » ATLIZ A %
T IR ~ BT AR o
TPM Gt AT DAHE B A 2%
ZE TS D AIRERE

Hessl: -

(ME1TT F20D)

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
anos

SMB_CLK_MAIN
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BH¥ES~

o=
oa/9

FAZHHRR

AR ER AR TG R MG R TEE L B S)/T 11364-2006 THLF
(BRI R PERIF R EER Y BFE BB TAR R » #E LA 2 & 185
P E BN EEE EYREUTE B £ YN B 28R I I B S 4L
WG ~ WP B E AR o (K _ESRLE - SR A 2 FRI PR AR
FERLE—Z R o B—F 28T R 2 MR E AR - Bkl AkE iz
MR R AR 10 4F -

10

FEREYRATENBHRESEIRH

AT R SR E R A EVR BT RIS R E R - E SR %

Fe B o
AT GRS
Bt (Pb) §8 (Cd)| 7K (Hg)| /<18 (Cr(VI)) B IBCE (PBB) % I 6k (PBDE
FIVRI S
R | < | 9 © © © ©
INEE B
gapest | X | O | © © © ©

O: FRZHHE EV ML EATE B TR R & BI9TE SJ/T 11363-2006 FREERE
RIPREZR LT ©
X: FTEESHEEYR R DELE S TR & BB H S)/T 11363-2006 HidE
FIEMBREESK > RS GRS TE £ 2002/95/EC FIFITE ©

T - P EFTTOR MR EFER » RAETE R EF AR T ©




B360M Pro4

1 &

[T A S 225 B360M Pro4 F MM - A EMMACEE LM ERE - B—&
BN (SRR SEAE ML o ANEE R BRI FH AR AT R ER O B R ALRE - e 2T G2
mE R A EE I 7RGE

Q I ERRAE R BIOS BAEATRE B R » FTLIE X (FABHTERE » 2175
1T A FEETE - ﬂfﬁiﬁfﬁgxﬁgﬁfﬁﬁfﬁﬁi TSI EH]
H T BB LR IIARTRT T 17 » 75 L Ze (TR A IR B 8 e P 20
FEEE o tl A] LITFEEAILHFRATHT VGA R CPU SIS H -
FEEESHIL http://www.asrock.com.

1.1 BERE

o F#EHE B360M Prod4 EHEM (Micro ATX R5T)
o FEHE B360M Pro4 Pl T E R

o HEHE B360M Prod IR

« 2xSerial ATA (SATA) & FHE#
o 3xURER CEAR M2 HEHE)
« 1x1/0 HifRIhE

/\‘xﬂ}
(i
3
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1.2 3R

T8

CPU

IwFEE

o Micro ATX R~f

BEaEE I ILE
o [EREEAG

o HEH 8 1 Intel® Core™ FEFEES (Socket 1151)
» Digi Power design
« 1% Intel® Turbo Boost 2.0 £ i

o Intel® B360

. EEHi8 DDR4 201 BRI
« 4x DDR4 DIMM #if#

. 1% DDRA4 2666/2400/2133 JF ECC ~ iR EA0 IHAL
« $% ECC UDIMM &C {8 R85 ( 1A 3E ECC X TE(F )

o RARRHMALISHEAR © 64GB
« 1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
o 15 FEHE Y

« 2 x PCI Express 3.0 x16 ffiff§ (PCIE1/PCIE4 : ® x16 (PCIEL) ;

£ x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

« 5] PCIE2 » PCIE4 S & FE#RAY x2 15 -
* J7 3% NVMe SSD {E BB

« 2x PCI Express 3.0 x1 {fif#§ (Flexible PCle)
o E AMD Quad CrossFireX"™ 2 CrossFireX™

o 1xM.2 ffifE (Key E) » SZ#% Type 2230 WiFi/BT 15#H 2 Intel®

CNVi ( #% 2 WiFi/BT)



BRF

ol
g

LAN

o [ERES GPU HIBEEEARA A S4E Intel® UHD Graphics Built-
in Visuals [z VGA #iitt o

o SZ#% Intel” UHD Graphics Built-in Visuals : ### AVC ~ MVC
(S3D) F2 MPEG-2 Full HW Encodel "] Intel® 535 5 {5 [F]
TEFIT ~ Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology ~
Intel® Insider™ ~ Intel* UHD Graphics

e DirectX 12

« HWA #hf / fi#H% : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 {i1JT ~ HEVC/
H.265 10 77T ~ VP8, VP9 8 {i7 7T ~ VP9 10 V7T ( {EARHE ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( [Ef#HE )

. Jllﬁ/ﬁ?ﬂj IE D-Sub ~ DVI-D 2 HDMI

o TIEREATE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz f#HfTEE A HDMI

o IREEE 1920x1200 @ 60Hz fEATE DVI-D

o ISR 1920x1200 @ 60Hz fEHTELRY D-Sub

o XA HDMLEER (FAHAR HDMI BEties) B9 Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC JFz HBR (&[T
)

« YiE& DVI-D K HDMI EEERA) HDCP

o SZER{H R HDMI HEERETT 4K Ultra HD (UHD) #57%

« 7.1 CHHD Fil&N A (Realtek ALC892 F AHEAGHS )
Jjji\b
* FEERGE 7.1 CH HD Sl » ZZE{H A HD At & AR > I
LL =] nﬂ%iﬁfiiﬁéﬂﬂqgﬁk =] nﬂIjJHb ©
o EFEELEAREE
o HERTERE
« ELNA HERER

» Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

» Giga PHY Intel® 1219V

o XERHEREIAEE

o XIRERFHERE

o SZ$% Energy Efficient Ethernet 802.3az
« 1% PXE

B360M Pro4
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#&mEtR /0

EERE

o 1xPS/2 18 B ERER

o 1xPS/2 fEHEER

o 1x D-Sub ;#EEEH

« 1xDVI-D H#H

« 1 x HDMI J#fEH

o 2x USB2.0:8@EER (IEFFERE)

« 1xUSB3.1 Gen2 A JEAVHEEE (10 Gb/s) (LIBEREIRHE)
o 1xUSB3.1 Gen2 C JERHEAE (10 Gb/s) (FAEEFER#E)

« 2xUSB3.1 Genl ;B (TIRFFERE)

« 1xRJ-45 LAN jE#5H » & LED (ACT/LINK LED F; SPEED
LED)

o HD BHUATL ¢ ARSI BBV, 2850 H

o 6xSATA3 6.0 Gb/s #EBHASCHE NCQ ~ AHCI Bl *
* 7 M2_2 By SATA FEAURg M.2 2585 - IS &=
SATA3_1 °

o 1xUltra M2 fiFE (M2_1) » 37$& M Key
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express 54 (%5 A3 Gen3
x4 (32 Gb/s)) JHAEL **

o IxM2HfFE (M2_2) » X8 M Key il 2230/2242/2260/2280
M.2 SATA3 6.0 Gb/s 15 EL M.2 PCI Express 154 ( Fzi Al iE
Gen3 x1 (8 Gb/s)) HHIU =

37 4% Intel” Optane™ £l ({%FR M2_1)
** 375E NVMe SSD 1/F A Btk R%
o SRR U2 B

« 1x COM EERHESH

. 1xTPM HEt

o 1x HEEEPARE RS

« 1x CPU JE\53##5H (4-pin)
* CPU JEF BB i = 1A (12W) JEJR DIZERY) CPU R ©

o 1xCPU /K EIH B EEA (4-pin) (2R E s 12 )
* CPU /7K B iR R S B i =0 2A (24W) BRI DHZRRY7K i
JElJz

o 2x HEER /K BT IR R (4-pin) (REER UL
BRI B BUR B S B A ) 2A (24W) EURDIZRHI7K G
JElJz

* QI 3-pin B 4-pin BUFEEA A > 7T B EH{EH] CPU_FAN2/WP ~
CHA_FAN1/WP [l CHA_FAN2/WP ©



B360M Pro4

o 1x24 pin ATX ZEJREH

« 1x8pin 12V EFEH

o 1 x AR & AEESE

« 2xUSB2.0 #ESt (3748 3 {f USB 2.0 5H R ) (IIBFFEIRHE)

o 1xUSB3.1 Genl #E#1 (4% 2 {H USB 3.1 Genl i#EIR ) (37
TREFE IR )

BIOS L& « AMI UEFI Legal BIOS %% #% GUI 32 {%
« ACPI 6.0 FFEMARE H Eh B
« 1% SMBIOS 2.7
« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCIO ~ VCCSA ~ VCCST &
% HANE

waesAs - BERYE : cPU -~ CPU /KGRI ~ BRI EIEES

o FETEHET : CPU ~ CPU /KB ~ B 7K B UG

o FREEE (R CPU IR B 8hFAR S mF®E )  CPU ~
CPU /KB ~ B3% 7K B RS

o JERZ EHEPL] 0 CPU ~ CPU /GBI ~ 15k KGE
T ET

o PR

o EEEEEEPE : 12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~ PCH

1.0V
FERE o Microsoft®” Windows® 10 64-bit
REg « FCC~ CE

o ErP/EuP Ready (7ELfifi ErP/EuP ready ZEIR{LIERS)
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* YT AR 7 L FHAPIHIREGS ¢ http://www.asrock.com

A BT » EHEATREE SRR A RN - Hp T BIOS HEE ~ 1F
I E A3 1 IR T B - TR B AR A A RRE 1 »
BTG ORI BB ST - (EE 17 A/ EAEmIs R -
oI IS T T B -
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1.3 BIRERTE

El ISR E R T2 - EBRIEE R LI - BZBkRA THERE ) - B
AREIEE/ESTI L > BBk THIRL -

% @

Short Open
1HBR CMOS B#R
(CLRMOS1)
(FEZHEFE 1 H - wik
15) 2-pin PEHR

JEFT I CLRMOSI {5 F% CMOS FIETE R} » 35 2851 K ERGR 2 BUR TR
AROE » AR RAPARE NSRRI o P SR L MBS RO R © FESF R 15 M1k - A
{5 FH B 0B RE CLRMOS1 B pin FERERT 5 75 o ANth » F5 N EAEHHT BIOS 12
STENERR CMOS © F IR AEE#T BIOS 12 IZENERR CMOS » HILWESE B #TAL
TR > ARRFOEITIERR CMOS BYERTBAM < R - WAENH CMOS &
VR A SR RS ~ FT ~ R o6 F 5 PR RROEME - RRZERC » BAL RIS IR
CMOS &HUT B -

Q HHEIR CMOS » FIHE & (RHIFIREAGARL - 75705 BIOS 2226 [EIRINES »
TR BT ©
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1.4 TREBFETRIZEE

WREHE R LT TRBUIR © I FHRIGETES LS REETALL - HBkiRIE
BRI » FFREH LYK X R Z 1R -

AR EIREES pLEDs LU T Bt IEES
(9-pin PANEL1) PWRBTN R EREEIRBARE -
(GE2HE 1 E - W5 17) EG ) SN RN

! o TEEEE I - 1E
SESET TP Z AT R
tolepe =t

Q PURBIN ( & "B ) -

BB R ATEI LA IR o AT 2 E (8 AR AR A AT AR 772 o

RESET (ZX AW ) :
ABIEE PR AT AT BRI o BN AL TIE BT » 2T
HR RN EFTRBIEN -

PLED ( i 7 % LED) *
BRI AT EVEARREIE TG o FHEIETFEIElF » Il LED 758 » %
THEA S1/83 MEARAKRERF + LED Er{F/EPTRE o A S4 HERRAKESCRE (S5)
i# » LED E4EM °

HDLED ( Al g% # LED) *
LR R AT AT LATEREEE) LED © BERRIE £ A BRI + LED 872
o

BRRATATE A7 &5 B 1A © BT 2R 1 ARG ~ Bk ~
I LED ~ {Z %) LED ~ I R A ZEE L o HFHe T R A R LT
FHIF + FETEE MR R IR EF LE AT ©

TR R SpEAKER T 27 Stk FEY 8
(7-pin SPK_CI1) DUMI\iIY | gt
Eid =3 s 4 i +5|V
(FEZME 1 5 - #7955 16) 15
1 : |
SIGNAL
GND
DUMMY




Serial ATA3 FZ0H

(SATA3_0:
FH2HE1HE W)
(SATA3_1:
FH2EE1E W)
(SATA3_2:
FH2HELHE W)
(SATA3_3:
FH2HE1HE W 12)
(SATA3_4:
FH2HE 1 H Wi 14)
(SATA3_5:

SRS 1 §RSE 13)

I——1

SATA3_4 SATA3_2
I—]

—ii—=1
SATA3_1 SATA3_0

[—1 I——1

SATA3_5 SATA3_3

SE75HH SATA3 HEIEE 1
PEREFHS EIY SATA B
fEHR > B = 0IE 6.0 Gb/s &
FBHERZS o

5 M2_2 By SATA JERI
M2 EEEH - I EiEH
SATA3_1 ©

USB 2.0 kgt
(9-pin USB3_4)
(GE2B%E 1 H » w97 18)

(4-pin USB5)
(GE2BE 15 » #R9% 19)

USB_PWR
-

1

Gl
p. P+

ND

USB_PWR

R L A T
8t -

USB 3.1 Gen1 #E&f
(19-pin USB3_5_6)
(FHE2ZRE1E  WR7)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

KFEHR EEF—HYE
#t o Itk USB 3.1 Gen1 #F
BRI BRI

AT A HEST
(9-pin HD_AUDIO1)
(GE2BE 1 5 » #R9E22)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

A HERHE R FGEE S
REERTERER -

B360M Pro4
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. RN BN S PR AR E A0 ETIE (Jack Sensing) » HBEEE EHIETHTIRA,
JA¢1% HDA 7 BEIEREE(E ° 75 KA F M RISHRF MR HLIERA

2 FHEAEM AC97 BT » s LG LU F BG4 R R & Af st -

A. % Mic_IN (MIC) % MIC2_L °

B. /% Audio_R (RIN) :#{#% OUT2_R Aff¥ Audio_L (LIN) i##+ OUT2_L °

C. #5#EH (GND) ;EHEE 5 (GND) »

D. MIC_RET & OUT_RET (£ HD EFHERIE - B FEE AC97 EaflE
I [EfE

E. #Z BB HIZE 507 - GAATE Realtek FEFETHRAY FrontMic) FEHEE

[ERE &R -

PO,

B3R/ oK e B U 4321 AR (R I {E 4-Pin
FEBH KRR R - I
(4-pin CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL SHEESHPE 3-Pin BRI
— CHA_FAN_SPEED . ",
(GEZHE 18 » Wik 23) FAN_VOLTAGE il » FEEZE Pin1-3 ©
GND
(4-pin CHA_FAN2/WP) 1 GND
PN e P 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
(FEZEE 1H » #&@9% 10) 3 FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL
CPU @Uﬂfﬂggﬁ\ FAN_SPEED Zgif/%%*ﬁﬁaﬁﬁ 4-Pin CPU
FAN_VOLTAGE_CONTROL s ta .
(4-pin CPU_FAN1) T owp | |PAN-sPeED.cONTROL gl FR (EHECJELE ) HEBH o
(GE2HEE 1 5 > fwik 2) E G 2 HEE 3-Pin CPU
e JET > FETEE Pin1-3 ©
CPU /7k7%§\2ﬁ FAN_VOLTAGE CON:'ARl\Igl.SPEED ZSHE%T&EE{’:‘%: 4_Pin 7J<¥{ﬁ\
JE T EE ) Cono | |PANSPEER-CONTRON opy JEFR T o FEIET
(4-pin CPU_FAN2/WP) 3l 3-Pin CPU 7KI% JH,
- - . T2 3 4 e X
(FE2ME1E > WiEs) & FEHEE Pin1-3 ¢




ATX B IR
(24-pin ATXPWRI1)
(GE2HE1HE - % e)

AR —#H 24-pin
ATX FEIFEEH - 5 ZHEH
20-pin ATX FEJFHEIESS

B360M Pro4

A Pin1 2 Pin 13 ©

ATX 12V ZEF#HE 8 o 5 A E RO —fH 8-pin
(8-pin ATX12V1) [ ATX 12V I o #
(GHSME 1 E SR 1) L] T 4-pin ATX I

HEERS » GEHTA Pin 1 K

Pin5 °
Fedl B s (Fgd I coM1 HESHZ B RS
(9-pin COM1) TEzF 8 SR o
(FEBMEB 1 W88 21) 9%%%81
TPM HEStH AT B SR T i

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

FH (TPM) SAHE - ATHERR
T80 ~ BUIE ~
TR R B R 2 2

(17-pin TPMS1)
(FEZEE 1 H - #W9%20)

i

$223383 28 TPMRHEthAR(LAERE
i £ 3 %~ (REEB S D
g3 W A e -

151



Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

152

Bentuk dan Ukuran Micro ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Generasi ke-8 Intel® Core™ (Soket 1151)
Desain Digi Power
Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B360

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

4 x Slot DIMM DDR4

Mendukung DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

2 x slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4:satu pada x16 (PCIEL);
dua pada x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))

* Jika PCIE2 digunakan, maka PCIE4 akan di-downgrade ke
mode x2.

* Mendukung NVMe SSD sebagai disk boot

e 2 xslot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

* Mendukung AMD Quad CrossFireX"™ dan CrossFireX""!

¢ 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/

BT dan Intel” CNVi (WiFi/BT terintegrasi)



B360M Pro4

Grafis

Audio

LAN

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Mendukung Intel®* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel* InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel° UHD Graphics

DirectX 12

Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya Decode),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)

Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI
Mendukung Tiga Monitor

Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC,
dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI (memerlukan
monitor yang kompatibel dengan HDMI)

Mendukung HDCP dengan port DVI-D dan HDMI

Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port HDMI

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC892
Audio Codec)

* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel

depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus

diaktifkan melalui driver audio.

Mendukung Audio Blu-ray Premium
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
ELNA Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet Hemat Energi 802.3az
Mendukung PXE
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1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Konektor

e 1x Port Mouse PS/2

¢ 1x Port Keyboard PS/2

¢ 1 x Port D-Sub

e 1xPort DVI-D

e 1xPort HDMI

e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

¢ 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

¢ 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

e 2x Port USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)

¢ 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

¢ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

* 6x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung NCQ, AHCI, dan Hot
Plug*

* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka

SATA3_1 akan dinonaktifkan.

¢ 1 x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis
2230/2242/2260/2280 M.2 modul PCI Express hingga Gen3 x4 (32
Gb/s)**

¢ 1 x Soket M.2 (M2_2), mendukung jenis modul

2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI
Express hingga Gen3 x1 (8 Gb/s)**

** Mendukung Teknologi Intel® Optane™ (hanya M2_1)

** Mendukung SSD N'VMe sebagai disk boot

** Mendukung Kit ASRock U.2

¢ 1 x Header Port COM

¢ 1 x Header TPM

¢ 1 x Intrusi Chassis dan Header Speaker

¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

¢ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan

Kipas Pintar)

* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan

daya kipas maksimum 2A (24W).



B360M Pro4

* 2 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air den-
gan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP dan CHA_FAN2/WP dapat
mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
* 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
¢ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 3 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
¢ 1xHeader USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

Fitur BIOS e AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
¢ ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
¢ Dukungan SMBIOS 2.7
¢ Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO,
VCCSA, dan VCCST

Monitor o Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Perangkat o Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Keras ¢ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis ber-
dasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air
¢ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air
e Deteksi CASE OPEN
¢ Pemantauan voltase: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM, PCH

1,0V
oS ¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit
Sertifikasi e FCC,CE

e Siap untuk ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)
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* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan
pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan
alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas
sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komp dan perangkat sistem. Risiko
dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas
kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock B360M Pro4, niezawodnej

plyty gtéwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock,
rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidna
konstrukeje, spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o

wysokiej jakosci i wytrzymatosci.

S

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizow-
ane, zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypad-
ku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna
na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wy Jjest pomoc

techniczna w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w
celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej
ASRock, mozna takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU.
Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

¢ Plyta gléwna ASRock B360M Pro4 (Wspotczynnik ksztaltu Micro ATX)
e Skrécona instrukeja instalacji ASRock B360M Pro4

e Pomocnicza ptyta CD ASRock B360M Pro4

* 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

e 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

¢ 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma e Wspolczynnik ksztaltu Micro ATX

¢ Konstrukcja kondensatorami stalymi

CPU e Obsluga 89 generacji procesoréw Intel” Core™ (Socket
1151)
* Digi Power design
e Obstuga technologii Intel” Turbo Boost 2.0

Chipset e Intel® B360

Pamiec ¢ Technologia pamieci Dual Channel DDR4

e 4x gniazda DDR4 DIMM

e Obstuga pamieci DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, pamie¢
niebuforowana

¢ Obstuga moduléw pamigci ECC UDIMM (dzialanie w
trybie non-ECC)

e Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

* Obsluga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e 15y pozlacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo rozsz- e 2 x gniazda PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: pojedyncze
erzenia w x16 (PCIE1); podwojne w x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))
* Jesli jest zajete gniazdo PCIE2, PCIE4 bedzie obstugiwal
starszy tryb x2.
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
e 2x gniazda PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
e Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX™
e 1x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu
2230 i Intel” CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)
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Grafika

Audio

Whbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s3
obstugiwane wylacznie z procesorami, ktére maja
zintegrowane GPU.

Obstuga wbudowanej grafiki Intel® UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, grafika Intel” UHD

DirectX 12

Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-
bit (tylko dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko
dekodowanie)

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczoscig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i
HBR (High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

Obstuga HDCP z portami DVI-D i HDMI

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem
HDMI

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio
Realtek ALC892)

* Aby skonfigurowa¢ dzwiek 7.1 CH HD wymagane jest uzycie
modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkcji dzwigku
wielokanalowego za posrednictwem sterownika audio.

¢ Obstuga audio Blu-ray Premium

e Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

* Nasadki audio ELNA
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LAN e Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
e Giga PHY Intel® 1219V
e Obstuga Wake-On-LAN
e Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyc-
znymi/ESD
e Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Obstuga PXE

Tylny panel e 1x port myszy PS/2
Wejscia/Wyjscia e 1x port klawiatury PS/2
e 1xport D-Sub
e 1xport DVI-D
e 1xport HDMI
e 2xporty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1xport USB 3.1 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obsluga
zabezpieczenia ESD)
e 1xport USB 3.1 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)
e 2xporty USB 3.1 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)
e 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED
SPEED)
* Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glosnik przedni /
Mikrofon

Przechowywanie * 6xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga NCQ, AHCI i Hot
Plug*
* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu
SATA, zostanie wylaczone SATA3_1.

e 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3
x4 (32 Gb/s)**

e 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x1 (8 Gb/s)**

** Obsluga technologii Intel® Optane™ (tylko M2_1)
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit
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Zigcze

Funkcja BIOS

Monitor sprzetu

1 xzigcze gléwkowe portu COM
e 1x zlacze gtéwkowe TPM
¢ 1x zlacze gtéwkowe naruszenia obudowy i glo$nika
e 1x ztacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksy-
malnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
* 1 x zlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowg wentylatora)
* Ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentyla-
tor uktadu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* 2x zlgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP i CHA_FAN2/WP
moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest wentylator
3-pinowy lub 4-pinowy.
* 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX
* 1x 8 pinowe zljcze zasilania 12 V
* 1x zlgcze audio na panelu przednim
e 2 xzlgcza gléwkowe USB 2.0 (Obstuga 3 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1xzigcze gléwkowe USB 3.1 Genl (obstuga 2 portéw USB
3.1 Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

¢ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z
wielojezycznym GUI

* Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

¢ Obstuga SMBIOS 2.7

¢ Wiele regulacji napiecia CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO,
VCCSA, VCCST

e Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

* Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

e Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

* Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
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e Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
* Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V

System * Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny
Certyfikaty o ECG,CE

* Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:
http://www.asrock.com

regulacjq ustawieti w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem
narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnosé
systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdze# systemu. Powinno to
zostac zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowo-

f Nalezy pamigtac, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wigcznie z

dowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta’”.

O W

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamieci CMOS ) K
-pinowa zworka

(CLRMOS1)

(sprawdz s.1, Nr 15)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowal parametry systemu do ustawienn domyslnych, wytacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pindow CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usuniecie danych
z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania
danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wytaczy¢
go. Nalezy pamieta¢, ze haslo, data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang
usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamieta¢, aby po usunieciu danych
z pamigci CMOS, usung¢ nasadke zworki.

Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy.
Wyreguluj opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungé zapis poprzed-
niego stanu naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Wbudowane ztgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i
zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

ZYacze gtowkowe na pan- PLED+ Podlgcz do tego ztacza
elu systemu
(9-pinowe PANELI)

gléwkowego przetacznik

zasilania, przelacznik resetowania

(sprawdz s.1, Nr 17) ! i wskaznik stanu systemu na
obudowie, zgodnie z pokazanym
HDLED-
HDLED+ ponizej przydzialem pinéw. Przed

podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

PWRBTN (Przelgcznik zasilania):
Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé
Q spos6b wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wilgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4
lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przetgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania,
diodg LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu prz-
edniego obudowy do tego zlgcza gléwkowego upewnij sig, ze jest prawidtowo dopasowany
przydziat przewodow i przydziat pindw.

Zacze gtowkowe DiPME’:fER Podlacz to tego zfacza
naruszenia obudowy i DSUVMl\iIY | gléwkowego naruszenie obu-
glosnika . dowy i glosnik obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) 1
(sprawdz s.1, Nr 16) SIGN/‘\L |
GND
DUMMY
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ZYacza Serial ATA3
(SATA3_0:
sprawdz s.1, Nr 8
(SATA3_1:
sprawdz s.1, Nr 9
(SATA3_2:
sprawdz s.1, Nr 11)
(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 12)
(SATA3_4:
sprawdz s.1, Nr 14)
(SATA3_5:
sprawdz s.1, Nr 13)

—ii—=1
SATA3_1 SATA3_0

I——1

fI—1 I——]

SATA3_5 SATA3_3

SATA3_4 SATA3_2
I—]

Te sze$¢ zlaczy SATA3 obstuguje

kable danych SATA dla

zewnetrznych urzadzen pamieci

z szybko$cig transferu danych
do 6,0 Gb/s. Jesli gniazdo M2_2
jest zajete przez urzadzenie M.2

typu SATA, zostanie wylaczone

SATA3_1.

Ztacza gtowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB3_4)
(sprawdz s.1, Nr 18)

(4-pinowe USB5)

Na tej plycie gtéwnej znajduja

sie dwa ztgcza gtéwkowe.

(sprawdz s.1, Nr 19) om0
USB_PWR
Ztacza gtowkowe USB 3.1 Vous Na tej plycie gléwnej znajduje
Vbus IntA_PB_SSRX- L. ;
Genl IntA_PA_SSRX- maressrx-  sie jedno ztacze gtowkowe. To
(19-pinowe USB3_5_6) it i.NA[ipa,ssrx, zhacze gtdowkowe USB 3.1 Genl
P acze g
, IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ . . L,
(sprawdz s.1, Nr 7) Inth_PA_SSTX+ aND moze obstugiwaé dwa porty.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Ztacze gtowkowe audio oND To ztacze glowkowe stuzy do
PRESENCE #
panelu przedniego MR e podtaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) TS l + - przedniego panelu audio.
(sprawdz s.1, Nr 22) 1 8] (0] [0)
‘ [ Toura_t
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
mic2 L
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qQ

High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo
przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w ztgczu gléwkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podlgczac dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania’.

ZYacza /wentylatora 1321 Ta plyta gtéwna udostepnia
pompy wodnej obudowy dwa 4-pinowe zlacza obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/ FAN_SPEED_CONTROL wentylatora chfodzenia wodnego
WP) CHA,FF/:EELETDAGE . Jesli planowane jest podtaczenie
(sprawdz s.1, Nr 23) GO 3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego obudowry,
(4-pinowe CHA_FAN2/ 1 eND nalezy je podiaczy¢ do pinéw 1-3.
2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
WP) 3 FAN_SPEED
(Sprawdz’ S.l, Nr 10) 4 FAN_SPEED_CONTROL
ZYacze wentylatora CPU Ta plyta gtéwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FAN1) 4-pinowe zlacze wentylatora CPU
(sprawdz s.1, Nr 2) FAN_VOLTAGE_ng?R%LS P::,spggu,comm (Cichy wentylator). Jesli planow-
ane jest podlaczenie 3-pinowego
— 53 wentylatora CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.
ZYacze wentylatora pompy Ta plyta gtéwna udostepnia

wodnej /CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/

WP)

4-pinowe zlacze obudowy

wentylatora chlodzenia wod-
FAN_SPEED

FAN’VOLTAGE’CCG):EROL FAN_SPEED_CONTROL 1€ZO0 CPU. Ies’li planowane

(sprawdz s.1, Nr 5) jest podiaczenie 3-pinowego

Tz 34 wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podlaczy¢ do

pinéw 1-3.
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ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 6)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlgcze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.

Ztacze gtowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 21)

RRI#1

i

RRTS#1
GND

CCTS#1

DDSR#1

TTXD1

DDTR#1

DDCD#1

RRXD1

To ztacze gléowkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

Zkacze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 20)

GND

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

anNo

To zlacze obstuguje system
Trusted Platform Module
(TPM), ktéry moze bezpiec-
znie przechowywac klucze,
certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
System TPM pomaga takze w
zwigkszeniu zabezpieczenia
sieci, ochronie cyfrowych dan-
ych osobowych i zapewnieniu
integralnosci platformy.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : B360M Pro4
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: E‘ﬂ““"

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
B360M Pro4 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
March 9, 2018
(Date)

P/N: 15G062079000AK V1.0
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